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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_1)

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
USB 3.1 Genl Header (USB3_7_8)

SATA3 Connector (SATA3_2)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_5)

SATA3 Connector (SATA3_4)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
System Panel Header (PANELI)

USB 2.0 Header (USB3_4)

USB 2.0 Header (USB5)

TPM Header (TPMS1)

COM Port Header (COM1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)

O 0 N N U R W N

NN NN e e e e e e e e e
E O RN = S Vv ©® 9o A X P o= O




Q370M vPro

I/0 Panel

e

0
0

o
e
®

=== |®

= ||| ||| @®
o @ o
®

° |® @&

® @ (3]
®

No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse Port 8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_3_4)

2 D-Sub Port 9 USB 3.1 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
3 LAN RJ-45 Port* 10 USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
4 Line In (Light Blue)** 11 DisplayPort 1.2

5  Front Speaker (Lime)** 12 HDMI Port

6  Microphone (Pink)** 13 DVI-D Port

7 USB 3.1 Genl Ports (USB3_9_10) 14  PS/2 Keyboard Port

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

S REALTEK (&)

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Q370M vPro motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

¢ ASRock Q370M vPro Motherboard (Micro ATX Form Factor)
e ASRock Q370M vPro Quick Installation Guide

e ASRock Q370M vPro Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 3x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform * Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design
CPU o Supports 8" Generation Intel® Core™ Processors (Socket
1151)
e Supports CPU up to 95W
¢ Digi Power design
* 10 Power Phase design
e Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Chipset e Intel® Q370
e Supports Intel’ vPro™ Technology
e Supports Intel® Active Management Technology 12.0
* Intel® vPro™ Technology and Intel® Active Management
Technology 12.0 can be supported only with Intel® Core™

™ .
vPro ™ processor family

Memory e Dual Channel DDR4 Memory Technology

¢ 4x DDR4 DIMM Slots

e Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

¢ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

* Max. capacity of system memory: 64GB

e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE4: single at x16
Slot (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 2x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX"™
e 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)



Graphics

Audio

¢ Intel° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel’ UHD Graphics

¢ DirectX 12

* HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

e Four graphics output options: D-Sub, DVI-D, HDMI and
DisplayPort 1.2

e Supports Triple Monitor

* Supports up to 3 displays simultaneously

e Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

¢ Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

e Supports HDCP with DVI-D, HDMI and DisplayPort 1.2
Ports

e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD
front panel audio module and enable the multi-channel audio
feature through the audio driver.

¢ Premium Blu-ray Audio support

® Supports Surge Protection

e ELNA Audio Caps

Q370M vPro



LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Giga PHY Intel® I219LM
¢ Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Rear Panel e 1xPS/2 Mouse Port
1/0 e 1xPS/2 Keyboard Port
e 1xD-Sub Port
¢ 1xDVI-D Port
¢ 1xHDMI Port
¢ 1x DisplayPort 1.2
e 1x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 1x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
e 4x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)
¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage * 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
15), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied, SATA3_4 and SATA3_5 will be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s)**

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane'™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
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Connector * 1x COM Port Header
e 1x TPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
e 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
e 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 2x USB 3.1 Genl Headers (Support 4 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
e CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Voltage
Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

e Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans
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e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1.0V
0os * Microsoft” Windows® 10 64-bit
Certifica- BHCCACE
tions e ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

16
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PClIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE4
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
. oTM x16 x4
CrossFireX " Mode

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI or CHA_FAN2) when using multiple graphics
cards.

18



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

O W

Short Open

Q370M vPro

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1)
2-pin Jumper
(see p.1, No. 16)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 18)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiPME’:fER Please connect the
Speaker Header E)SUVMI\iIY | chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) } chassis speaker to this
(see p.1, No. 17) 11 ]O|OJO header.
SIGN/‘\L |
GND

DUMMY
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:

see p.1, No. 8)
(SATA3_1:

see p.1, No. 9)
(SATA3_2:

see p.1, No. 12)
(SATA3_3:

see p.1, No. 13)
(SATA3_4:

see p.1, No. 15)
(SATA3_5:

see p.1, No. 14)

SATA3_4 SATA3_2

=O|
[2
'::
|—|
= -
[2
&
|—|
= [~ @
| |
[[2
&
=l =l ©
= ] ©
| |
[[2
&
=l =l ©

These six SATA3
connectors support SATA
data cables for internal

storage devices with up to

6.0 Gb/s data transfer rate.

If M2_2 is occupied,
SATA3_4 and SATA3_5
will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 19)

(4-pin USB5)

There are two headers on

this motherboard.

. P+
(see p.1, No. 20) wts b
USB 3.1 Genl Headers Vous There are two headers on
(19-pin USB3_5_6) m.A,pA,s‘s/;t l"iii::iiii this motherboard. Each
(see p.1, No. 7) B i.NA[;a,ssrx, USB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ aND support two ports.
GND IntA_PB_D-
(19—p1n USB3_7_8) IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
(see p.1, No. 11) T
Front Panel Audio Header GND This header is for
PRESENCE#
(9-pin HD_AUDIO1) MR e connecting audio devices
(see p.1, No. 23) ST to the front audio panel.
1 0] (¢} (e}
‘ [ Toura_t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
Mic2_L

21
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 24)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 10)

A N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 2)

GND FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

1.2 3 4
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard
FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL . .
Connector e S provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) cooling CPU fan
12 3 4

(see p.1, No. 5)

connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)

This motherboard pro-
vides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 22)

RRI#1

i

RRTS#1
GND

CCTS#1
DDSR#1

TTXD1

DDTR#1

DDCD#1

RRXD1

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 21)

GND

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and

ensures platform integrity.

23



2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off
the AC power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

24
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel® CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

25
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1 and
M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size
and versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra
M.2 Socket (M2_1) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express
module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). The Ultra M.2 Socket (M2_2) supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s).

* Please be noted that if M2_2 is occupied, SATA3_4 and SATA3_5 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

; o { Step 2
L |

’ 0 Depending on the PCB type and
i g length of your M.2_SSD (NGFF)
/ module, find the corresponding nut

— location to be used.

—@—
Nut Location A B C D

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type 2280



c@um@»

Q370M vPro

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

N

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

0

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH2280S83/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512Mé6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com



M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

Vendor Interface P/N

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB00NS38-256GT-C
ASU800NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C

ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4

Apacer PCle3 x4
Corsair PCle3 x4
Crucial SATA3
Crucial SATA3
Intel SATA3
Intel PCle3 x4
Intel PCle3 x4

Kingston SATA3
Kingston PCle3 x4
Kingston PCle2 x4

0Cz PCle3 x4
PATRIOT PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle

Plextor PCle

Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle x4
SanDisk PCle
SanDisk PCle

Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3

CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH2280S83/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)

SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105

TM8PS4128 GMC105
TM8PS4256GMC105

Q370M vPro
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Q370M vPro von ASRock entschieden haben - ein
zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design,
das ASRock Streben nach Qualitit und Bestidndigkeit erfiillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-

alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der
ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock Q370M vPro-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock Q370M vPro-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock Q370M vPro-Support-CD

o 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform o

Prozessor .

Chipsatz .

* Intel® vPro

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation

Unterstiitzt CPU bis 95 W

Digi Power design

10-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel” Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel® Q370

Unterstiitzt Intel® vPro™

-Technologie
Unterstiitzt Intel” Active Management Technology 12.0

™._Technologie und Intel® Active Management

Technology 12.0 kénnen nur mit der Intel* Core™ vPro™-

Prozessorfamilie unterstiitzt werden

Speicher o

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckpltze

Unterstiitzt DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, ungepufferter
Speicher

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

Erweiter- * 2 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE4: einzeln bei
ungssteck- x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
platz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

32

2 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplétze (Flexible PCle)

Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)



Grafikkarte

Audio

Q370M vPro

Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausgange konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung: Intel®
Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel* InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel° UHD Graphics

DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

Vier Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D, HDMI und
DisplayPort 1.2

Unterstiitzt drei Monitore

* Unterstiitzt bis zu 3 Displays gleichzeitig

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K

(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Aufl6sung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP mit DVI-D, HDMI und DisplayPort 1.2
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI und
DisplayPort 1.2

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-Audi-

ocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton iiber den

Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren
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LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® I219LM

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 3.1-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.1-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.1-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 belegt ist, wird SATA3_4 und SATA3_5 deaktiviert.
e 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-

2230/2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32
Gb/s)**

¢ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-

2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

* Unterstiitzt Intel* Optane™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit



Anschluss

BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareiiberwa-
chung

¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehduseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter
(4-polig) (intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* 2x Anschliisse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP und CHA_FAN2/WP kénnen au-
tomatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
e 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1 x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 2x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.1 Genl-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

¢ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

¢ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

e SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

e CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Mehrfachs-

pannungsanpassung

o Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

e Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehéuseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéduse-/Wasserpumpenliifter

¢ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

¢ Gehiuse-offen-Erkennung

e Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V

Q370M vPro



36

Betriebssys- e Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem

Zertifizierun- ¢ FCC,CE

gen

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer

A

o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Wol

ite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

Einstell, , die Al dung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir migliche
Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.




1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

O W

Short Open

Q370M vPro

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOSI) .
2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 16)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen
und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie

15 Sekunde, schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang

mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach

der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann
vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit
und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt
wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu
entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
A Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANELI)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Verbinden Sie
Netzschalter, Reset-Taste
und Systemstatusanzeige

am Gehause entsprechend
der nachstehenden

HDLED- Pinbelegung mit dieser
HDLED+

Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Compu-
ter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und

(7-polig, SPK_CI1)

SPEAKER Bitte verbinden Sie Gehéu-
DUMMY
Lautsprecher-Stiftleiste DUMl\iIY | seeingriffsvorrichtung und
+5V
t den Gehiuselautsprecher
(siehe S. 1, Nr. 17) 1 mit dieser Stiftleiste.
I
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_0:

siehe S. 1, Nr. 8)
(SATA3_1:

sieche S. 1, Nr. 9)
(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 12)
(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 13)
(SATA3_4:

siehe S. 1, Nr. 15)
(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 14)

=OI
[2
i
=]
=
[2
B
=]
NI'_|=U>\
B £
D =l I=l
< e
B £
N =l =l »

Diese sechs SATA-III-
Anschliisse unterstiitzen
SATA-Datenkabel fiir
interne Speichergerite mit
einer Datentibertragungsge
schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
Wenn M2_2 belegt ist,
wird SATA3_4 und
SATA3_5 deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 19)

(4-polig, USB5)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard.

(siehe S. 1, Nr. 20) p- Pr

USB_PWR
USB 3.1 Genl-Stiftleisten Vous Es gibt zwei Stiftleisten

. Vbus IntA_PB_SSRX- .
(19-polig, USB3_5_6) Inth_PA_SSRX- marsssre an diesem Motherboard.
(siehe S. 1, Nr. 7) B i.NA[ipa,ssrx, Jede USB 3.1 Genl-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ onp Stiftleiste kann zwei Ports

GND IntA_PB_D-
(19-polig, USB3_7_8) IntA_PA_D- IntA_PB_D+ unterstiitzen.
( iche S. 1. N 11) IntA_PA_D+ . Dummy

siehe S. 1, Nr.
Audiostiftleiste GND Diese Stiftleiste dient
PRESENCE#
(Frontblende) M‘C_”gm wer dem Anschlieflen von
(9-polig, HD_AUDIOL1) ST - Audiogeriten an der
(siehe S. 1, Nr. 23) 1 8] (0] [0) Frontblende.
[ Toura_t
J_SENSE
MC R
Mic2_L
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording
Volume (Aufnahmelautstirke) an.

Gehiuse-/Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 24)

(4-polig, CHA_FAN2/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 10)

AW N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet

zwei 4-polige Wasserkiithlung-
Gehduseliifteranschliisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkithlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

GND FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

1.2 3 4
einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen

FAN_VOLTAGE_CONTROL

Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 5)

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieffen mdchten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kon-
takt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-
V-Netzanschluss. Bitte
schlief3en Sie es zur Nut-
zung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

RRI#1

i

RRTS#1
GND

CCTS#1

DDSR#1

TTXD1

DDTR#1

DDCD#1

RRXD1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fir

serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

GND

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren kann.
Ein TPM-System hilft zudem bei
der Stirkung der Netzwerksicher-
heit, schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die Plattform-

integritat.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Q370M vPro, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-
ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte meére ASRock Q370M vPro (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock Q370M vPro

e CD dassistance ASRock Q370M vPro

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

* 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Facteur de forme Micro ATX
Conception a condensateurs solides

eme

Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel® Core™
(socket 1151)

Prend en charge les unités centrales jusqua 95W

Digi Power design

Alimentation a 10 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370

Prend en charge Intel® vPro™

Technology
Prend en charge Intel” Active Management Technology 12.0

* Intel® vPro™ Technology et Intel® Active Management Technology

12.0 peuvent étre pris en charge uniquement avec la famille de

™ ™
processeurs Intel® Core ™ vPro

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: simple en mode
x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)

Prend en charge AMD Quad CrossFireX" et CrossFireX™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel® CNVi (WiFi/BT intégré)
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Graphiques .

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contrdleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel* Clear Video
HD Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Quatre options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D, HDMI et
DisplayPort 1.2

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

* Prend en charge jusqu'a 3 écrans simultanément

Audio .

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096 x 2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports DVI-D, HDMI et DisplayPort 1.2
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer I'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d'utiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction audio

multicanal via le pilote audio.
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Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® I219LM

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x port souris PS/2

1 x port clavier PS/2

1 x port D-Sub

1x port DVI-D

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port USB 3.1 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.1 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

4 x ports USB 3.1 Genl1 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 15),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* 81 M2_2 est occupé, SATA3_4 et SATA3_5 est désactivé.
e 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les type

2230/2242/2260/2280 touche M M.2 PCI Express jusqua Gen3 x4
(32 Go/s)**

e 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2

SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI
Express jusqua Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

45



46

Connecteur

Caractéris-
tiques du BIOS

e 1xembase pour port COM
¢ 1xembase TPM
¢ 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d’une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de
2A(24W).
* 2 Xx connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur deau d’'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP et CHA_FAN2/WP peuvent
détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches
est utilisé.
e 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
¢ 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 2 xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
e 2 xembase USB 3.1 Genl (4 ports USB 3.1 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’'interface graphique multi-
lingue

¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7

¢ Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA,
VCCST
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Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chassis /pompe a eau
o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau
¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-
lateur du chassis dapres la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
o Détection CHASSIS OUVERT
e Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, PCH 1,0V

Systéme

. Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE
o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
A modifications du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et l'utilisation

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre

affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux

périphériques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pour-

rons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par

loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

O W

Short Cpen

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1) Cavalier (jumper)
(voir p.1, No. 16) a2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOSI pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer
le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter

que les paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement

effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du

cavalier une fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez

JAMALIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

BIBTH)

cavalier sur ces embases ou connecteurs end a irré votre carte mére.

Embase du panneau sys- PLED+ Branchez le bouton de mise

téme

(PANNEAUT a 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin
détat du systeme présents sur
le chassis sur cette embase en

respectant la configuration

des broches illustrée ci-
dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chéssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez

le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfai t faire
correspondre les fils et les broches.
Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher
Accs DUMMY . A
et emplacement sur chassis DUMMY | I'emplacement sur le chas-
(SPK_CI1 a 7 broches) sV | sis et le haut-parleur du
(voir p.1, No. 17) ; 8 chassis sur ce connecteur.
I
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connecteurs Serial ATA3

Ces six connecteurs

=] ©
(SATA3_0: [ gl SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 8) L] & avec les cibles de données
(SATA3_1: = SATA pour les appareils de
voir p.1, No. 9) [ g stockage internes avec un
(SATA3_2: =] » taux de transfert maximal
voir p.1, No. 12) de 6,0 Go/s.
(SATA3_3: ~ A Si M2_2 est occupé, SATA3_4 et
voir p.1, No. 13) g [ [ g SATA3_5 est désactivé.
(SATA3_4: & 12l &l &
voir p.1, No. 15) < [ = ©,
(SATA3_5: g l [ g
voir p.1, No. 14) b L S S
Embases USB 2.0 use_PWR Cette carte mere comprend

(USB3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

deux connecteurs.

(USB5 a 4 broches) 1
(voir p.1, No. 20) o peoNO
USB_PWR
Embases USB 3.1 Genl vous Cette carte mere comprend
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- mapessexe deux connecteurs. Chaque
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) onD marssse embase USB 3.1 Genl peut
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ oo prendre en charge deux
GND IntA_PB_D-
(USB3_7_8 a 19 broches) ntA_PA_D- IntA_PB_D+ ports.
IntA_PA_D+ Dummy
(voir p.1, No. 11) E
Embase audio du panneau ND Cette embase sert au
|
frontal - o branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 |o |o audio au panneau audio
broches) ! QURIQ frontal.
| Tour2_t
i J_SENSE
(voir p.1, No. 23) iz
MIC2_R

miCc2_L




S

1.

N
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Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du 1321 Cette carte mére est dotée

ventilateur de chéssis

de deux connecteurs pour

optionnel/pompe a eau FAN_SPEED_CONTROL ventilateur de chassis a refroidis-
\ CHA_FAN_SPEED \ .

(CHA_FAN1/WP a4 FAN_VOLTAGE sement par eau a 4 broches. Si

broches) NP vous envisagez de connecter un

(voir p.1, No. 24) ventilateur de refroidisseur d'eau

pour chéssis a 3 broches, veuillez

(CHA_FAN2/WP a4 1 GND le brancher sur la Broche 1-3.
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
broches) 3 FAN_SPEED
(voir p-1, No. 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
Connecteur du ventilateur Cette carte mére est dotée d'un
du processeur FAN_SPEED connecteur pour ventilateur
s FAN_VOLTAGE_GONTROL FAN_SPEED_CONTROL . 3
(CPU_FAN1 a4 GND de processeur (Quiet Fan) a 4
broches) broches. Si vous envisagez de
. 12 3 4 .
(voir p.1, No. 2) connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.
Connecteur du ventilateur Cette carte meére est dotée d’'un
de CPU/pompe a eau FAN_SPEED connecteur pour ventilateur de
X FAN-VOLTAGECONTROL | ean_spEeD_controL processeur 4 refroidissement par
(CPU_FAN2/WP a4 GO P P

broches)

(voir p.1, No. 5)

eau a 4 broches. Si vous envis-

3 agez de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte mere est
dotée d’'un connecteur
dralimentation ATX a 24
broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’'alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mere est

dotée d’'un connecteur
d’alimentation ATX 12V
a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 22)

RRI#1

i

RRTS#1
GND

CCTs#1

DDSR#1

TTXD1

DDTR#1

DDCD#1

RRXD1

Cette embase COM1 prend
en charge un module de

port série.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 21)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ans

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

Iintégrité de la plateforme.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock Q370M vPro, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sard soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pitt
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre Q370M vPro ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock Q370M vPro

e CD di supporto ASRock Q370M vPro

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

* 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma ¢ Fattore di forma Micro ATX

e Design condensatore solido

CPU e Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket 1151)
e Supporto di CPU fino a 95W
¢ Digi Power design
e Potenza a 10 fasi
¢ Supporta la tecnologia Intel” Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel” Q370
e Supporta la tecnologia Intel” vPro™
¢ Supporta la tecnologia Intel” Active Management 12.0
* Tecnologia Intel” vPro™ e tecnologia Intel® Active Management
12.0 possono essere supportati solo con la famiglia di processori

Intel® Core™ vPro™

Memoria ¢ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 4xalloggi DIMM DDR4

¢ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

¢ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

¢ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

¢ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

¢ Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio  2xalloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: singolo a x16
d’espansione (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
e 2xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™
* 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)



Grafica

Audio

Q370M vPro

La videografica integrata della scheda video UHD Intel° e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD Intel®:
Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2

Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo decodifica),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Quattro opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D, HDMI e
DisplayPort 1.2

Supporto di tre monitor

* Supporta fino a 3 display simultaneamente

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K

(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2304) a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porte HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one

¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

¢ Giga PHY Intel® I219LM

¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

* Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto PXE

* 1 x porta mouse PS/2

* 1 x porta tastiera PS/2

e 1xporta D-Sub

e 1xporta DVI-D

e 1xporta HDMI

e 1x DisplayPort 1.2

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 4xporte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

* Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

e 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15), NCQ,
AHCI e Hot Plug*

* Se l'alloggio M2_2 ¢ occupato, I'alloggio SATA3_4 e SATA3_5viene
disabilitato.

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta di tipo
2230/2242/2260/2280 il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4
(32 Gb/s)**

e 1 x socket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel® Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2
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Connettore ¢ 1 x connettore porta COM
e 1 x connettore TPM
¢ 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12W).
¢ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W)
e 2 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)
* La ventola chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W)
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP sono in
grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0)
(supporta protezione da scariche elettrostatiche)
2 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 4 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche).

Funzionalita e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
e Supporto di SMBIOS 2.7
¢ Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA, VCCST

Hardware ¢ Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
Monitor telaio/pompa dellacqua
o Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dellacqua
¢ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dellacqua
¢ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dellacqua
¢ Rilevamento CASE OPEN
* Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1,0V
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SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni ¢ FCC,CE
o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

la regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied

Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per

f Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

possibili danni provocati da overclocking.

58



1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuc-

cio del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

O W

Short Open

Q370M vPro

Jumper per azzerare la

CMOS X
(CLRMOS1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 16)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non
azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la
CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in
seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se
viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper
prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.

59



60

Y

4 Header e connettori su scheda

Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

Collegare l'interruttore
dell'alimentazione,
l'interruttore di reset e
l'indicatore dello stato del
sistema sullo chassis su questo
header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima

di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un
normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. 1l
LED ¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il
sistema si trova nello stato di sospensione S1/83. Il LED & spento quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é ac-
ceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

(vedere pag. 1, n.17)

Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare l'intrusione tel-
. . . DUMMY o
e intrusione telaio DUMMY | aio e l'altoparlante a questo
(SPK_CI1 a 7 pin) v | collegamento.
Qolo
4
|
SIGNAL
GND
DUMMY
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Connettori Serial ATA3
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 9)
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 12)
(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 13)
(SATA3_4:

vedere pag.1, n. 15)
(SATA3_5:

vedere pag.1, n. 14)

=OI
[2
i
=]
=
[2
B
=]
N
B £
D =l I=l
vl.—.=m‘
B £
N =l =l »

Questi sei connettori

SATA3 supportano cavi

dati SATA per dispositivi di
archiviazione interna, con
una velocita di trasferimento
dati fino a 6,0 Gb/s.

Se l'alloggio M2_2 &
occupato, l'alloggio
SATA3_4 e SATA3_5viene
disabilitato.

Header USB 2.0
(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

(USB5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

Ci sono due connettori su

questa scheda madre.

Header USB 3.1 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

(USB3_7_8 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Ci sono due connettori su

questa scheda madre. Ciascun

header USB 3.1 Genl pud

supportare due porte.

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ ouT_RET

OJO[o] Jo

1 0] (¢} (e}

‘ [ Toura_t
J_SENSE

our2_R
MIC2_R
MIC2_L

Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.
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Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello

sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni

presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-

sario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio / 4321

pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
(vedere pag. 1, n. 24) FAN_VOLTAGE

(CHA_FAN2/WP 4 pin) 1 GND

2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 10) 5 FAN_SPEED

4

FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata

di due connettori a 4-Pin per
ventole raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FAN1 a4 Pin) FANi\/OLTAGEicON:ARNO?LSPEED
(vedere pag. 1, n. 2) e

FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)

a4 pin. Se si decide di collegare

1.2 3 4
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE CONTROL | di un connettore per la ventola
GND FAN_SPEED_CONTROL
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) della CPU con raffreddamento
(vedere pag. 1,n. 5) 5 ad acqua a 4 pin. Se si decide di

collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢
dotata di un connettore
di alimentazione ATX

a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il
pin 1 el pin 13.

Connettore di

Questa scheda madre &

iml

alimentazione ATX da NN dotata di un connettore
12V AD L0 D1 di alimentazione ATX da
(ATX12V1 a 8 pin) 12 V a 8 pin. Per utilizzare
(vedere pag. 1,n. 1) un'alimentazione ATX a 4

pin, collegarla lungo il pin

leil pin5.
Header porta seriale <% D& Questo header COM1

= a

(COM1 a 9 pin) EEZFS supporta un modulo di

(vedere pag. 1, n. 22)

Gl
RRXD1

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

GND

SERIRQ #
S_PWRDWN #
GND

LAD1

LAD2

ano

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certifi-

cati digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e

di garantire l'integrita della piat-

taforma.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Q370M vPro, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-
Q zados, el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin

previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock Q370M vPro (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock Q370M vPro

¢ CD de soporte de ASRock Q370M vPro

¢ 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1xescudo panel I/O
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Factor de forma Micro ATX

Diseno de condensador sélido

Compatible con la 8* generacion de procesadores Intel* Core™
(Socket 1151)

Admite CPU de hasta 95 W

Digi Power design

Disefio de 10 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
Compatible con la tecnologia vPro™ de Intel®
Compatible con la Tecnologia Active Management 12.0 de Intel”

* la Tecnologia vPro™ de Intel® y la Tecnologia Active Management

12.0 de Intel® pueden ser compatibles unicamente con la familia de

procesadores vPro™ de Intel* Core™

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Admite memoria sin bufer DDR4 2666/2400/2133 no ECC.
Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

2 x ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

2 x ranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230 e Intel* CNVi (WiFi/BT integrado)
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Graficos

Audio

¢ Intel” UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

¢ Admite Inte]® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru"™ 3D, Intel” Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
Intel* UHD Graphics

¢ DirectX 12

* Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

¢ Cuatro opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D, HDMI y
DisplayPort 1.2

¢ Compatible con tres monitores

* Admite hasta 3 pantallas simultdneamente

¢ Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

¢ Compatible con DVI-D con maxima resolucion hasta 1920x1200
a 60Hz

e Admite D-Sub con una resolucion méxima de 1920x1200 a
60 Hz

¢ Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

¢ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)

¢ Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D, HDMI y
DisplayPort 1.2

¢ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puertos HDMI y
DisplayPort 1.2

e 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, deber4 utilizar un médulo del
panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio mul-

ticanal a través del controlador de audio.

e Compatible con audio Blu-ray Premium
¢ Admite proteccion contra sobretensiones
e Tapas de audio ELNA
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LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Giga PHY Intel° I1219LM
e Admite la funcién Reactivacion de LAN
¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
e Admite PXE

E/S en panel e 1x puerto de raton PS/2
posterior ¢ 1x puerto de teclado PS/2
e 1x puerto D-Sub
e 1xpuerto DVI-D
e 1x puerto HDMI
¢ 1x DisplayPort 1.2
e 1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)
e 1 x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)
e 4 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostdaticas)
e 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
¢ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

Almacenami- ¢ 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
ento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-
nology 15), NCQ, AHCI y conexién en caliente*
* S8 M2_2 esta ocupado, SATA3_4 y SATA3_5 se deshabilitard.

e 1x Zdcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite M.2 de tipo
2230/2242/2260/2280 con clave M el médulo PCI Express M.2
hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1x Zocalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el médulo
PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel®

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de ar-
ranque

** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector

Funciondela
BIOS

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM
e 1x Conector TPM
¢ 1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/CPU admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de
2A(24W).
¢ 2 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de
2A(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP y CHA_FAN2/WP se pueden
detectar automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
* 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
* 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
¢ 2 x base de conexiones USB 3.1 Genl (admite 4 puertos USB 3.1
Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

¢ Admite SMBIOS 2.7

¢ Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA y VCCST
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Monitor de e Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU
* Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis, bomba de agua/CPU, CPU
e Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
e Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
e Deteccion de CARCASA ABIERTA
e Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificaciones ¢ FCCyCE
e Compatible con ErP/EuP (requiere toma de alimentacion com-
patible con ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacion se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.

No 0s ninguna resp bilidad por los posibles daiios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

O W

Short Open

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOS1)

(consulte la pag.1, N° 16)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los
contactos en el CLRMOSI1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente
después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.



1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
A bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N 18)

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis
a los valores de este cabezal,
segun los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes
de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

Q PWRBIN (Interruptor de alimentacion):
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de SPEAKER Conecte la intrusion de
chasis y de altavoces DUN?,\;J:(VI e chasis y el altavoz del
(SPK_CI1 de 7 contactos) sy | | chasis a este cabezal.
(consulte la pag.1, N° 17) ; ofo
SIGN/I\L |
GND

DUMMY

Q370M vPro
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Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:

consulte la pag.1, N 8)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, N° 9)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, N° 12)
(SATA3_3:

—i1i——1
SATA3_1 SATA3_0

Estos seis conectores
SATA3 son compatibles
con cables de datos SATA
para dispositivos de
almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

= )
I I
consulte la pag.1, N° 13) g [ [ g Si M2_2 estd ocupado,
(SATA3_4: S 1L L & SATA3_4y SATA3_5 se
consulte la pag.1, N° 15) < A deshabilitard.
) s} )
(SATA3_5: |<£ l [ fl:
consulte la pag.1, N° 14) o 13 LS
Cabezales USB 2.0 Hay dos bases de

(USB3_4 de 9 contactos)

conexiones en esta placa

(consulte la pag.1, N° 19) base.
(USB5 de 4 contactos)
]
(consulte la pag.1, N° 20) [ ato
USB;;NR
Cabezales USB 3.1 Genl vous Hay dos bases de
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6de 19 niA_PA_SSRX- mAPBSSRX:  conexiones en esta placa
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) eno Inth_PB_SSTX- base. Cada cabezal USB 3.1
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag.1, N° 7) niA-pasSTX o Genl admite dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
(USB3_7_8 de 19 !
contactos)
(consulte la pag.1, N° 11)
Cabezal de audio del panel N sencEs Este cabezal se utiliza para

frontal
(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag.1, N° 23)

conectar dispositivos de
audio al panel de audio

frontal.




S

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Q370M vPro

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/
chasis
(CHA_FAN1/WP de 4

contactos)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(consulte la pag.1, N° 24)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N° 10)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
3 FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona dos
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracion por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo
al contacto 1-3.

Conector del ventilador
dela CPU
(CPU_FANI1 de 4

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base contiene un
conector de ventilador

(ventilador silencioso) de CPU

contactos) —1— de 4 contactos. Si tiene pen-
(consulte la pag.1, N° 2) sando conectar un ventilador de
CPU de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
Conector del ventilador de Esta placa base proporciona
FAN_SPEED

la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N° 5)

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

un conector de ventilador
de CPU de refrigeracion
por agua de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar un
ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

73



74

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pdg.1, N° 6)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 24 contactos.

Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 20
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion

Esta placa base contiene un

ATX de 12V DDDDD conector de alimentacién
(ATX12V1 de 8 contactos) Oed ATX de 12V y 8 contactos.
(consulte la pag.1, N° 1) ¢ ! Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
Cabezal de puerto serie s .3 Este cabezal COM1 admite
(COM1 de 9 contactos) % E % g g un médulo de puerto serie.

(consulte la pag.1, N° 22)

:

CCTs#1
DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

GND

GND%

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

Este conector es compatible con el
sistema Modulo de Plataforma Se-
gura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias
y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad
de la plataforma.
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1. BBeageHne

Brraropaprm Bac 3a mpuo6peTeHne Hafie)kKHOIT MaTepiuHCKoit mwratel ASRock Q370M
vPro, BbIITycKaeMoit Iof; HOCTOSIHHBIM CTPOrUM KOHTposieM KoMmanuy ASRock.
Ora MaTepuHCKaA I1aTa 06ecreurBaeT BeMUKOMEIHYIO TPOM3BOUTEILHOCTD 1
OT/IMYAETCA HAJIOKHOI KOHCTPYKIell B COOTBETCTBUY C TPeOOBAHMAMYU KOMIIAHWII

ASRock B OTHOIIEHM Ka4eCTBA 1 [JONTOBEYHOCTI.

Ilo npwml-te 00HO87IEHUS xapukmepucmuk cucmemHOLl naamuvl u npDZPaMMHDZD
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuieii 00KyMeHmauuu mosicem Gbimy u3meHeHo

6e3 npedsapumenvozo yeedomneHust. IIpu usmeHeHuu co0ePHCUMO20 HACTOAULE20
dokymeHma ezo 06HOB7IeHHAs Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu Heob6X00uMOoCmu mexHu4eckoti no0oepiKi,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOLL NAAMOoil, nocemume 8e6-caiim u Hatioume Ha Hem
uH@opmayuio 0 Modenu UCnonb3yemoil 8amu mamepunckoii naamol. Ha ée6-catime
ASRock maxksice MOHHO Haiimu camvlil nociedHuil nepevers noddepiucusaemolx VGA-
xapm u L[T1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

o Marepunckas mrata ASRock Q370M vPro (popm-dakrop Micro ATX)

¢ Kparkoe pykoBozcTBo 1o ycraHoBke ASRock Q370M vPro

e Kommakt-muck ¢ ITO mas mmarst ASRock Q370M vPro

* 2 x kabens nepenaun nanHbx Serial ATA (SATA) (mpro6peTaioTcs OT/eNIbHO)
® 3 X BUHTA /A c10TOB M.2 (prnobpeTaroTcs OT/AeIbHO)

® 1 X 3KpaH MaHe/M C IOPTaMy BBOJAa-BbIBOZIA
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Dopm-akrop Micro ATX

CxeMa Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

ITopaeprxka mpoueccopos 8™ moxonenus Intel® Core™ (Socket
1151)

Ioppepxuparorcs LTI momuoCThIO 10 95 Br.

Digi Power design

Cucrema nuranus 10

IToppepxuBaetcs TexHonorus Intel” Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
IMoppeprxka rexuomorun Intel® vPro™

IToppeprxka rexuomorun Intel” Active Management 12.0

* Intel® vPro™ u Intel® Active Management 12.0 joCTyTIHa TONTBKO

o ™ ™
Wist mporjeccopos cemeiictsa Intel® Core ™ vPro

JIByxKxaHanbHas namaTb DDR4

4 x ruesga DDR4 DIMM

IMopnepxxa mopyneit mamsaT DDR4 2666/2400/2133 ne
ornocamuxcs Kk ECC, He6ydepnzoBaHHOI maMaTn

IMoppepxxa mopyneit mamat ECC UDIMM (pa6ota B pexime,
ormmarom ot ECC)

Makcumanbhbiit 06bem O3Y: 64 I'6

ITopneprxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Io3omoveHusle (15 MKM) KOHTAaKThI c10TOB DIMM

2 x PCI Express 3.0 x16 ruesy; (PCIE1/PCIE4: ofmHapHblIit pu
x16 (PCIE1); gBoitxoit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* TopmepXMBaKOTCA B Ka4eCTBe 3arpy30YHbIX SSD-ucky Tima
NVMe.

2 x PCI Express 3.0 x1 pasbem (Flexible PCle)

IMoppepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

1 x cmor M.2 (ko4 E) st mogynsa WiFi/BT tuma 2230 n Intel®
CNVi (Bctpoennsie WiFi/BT)



Fpadpuueckan
noacucrema

3BYK

Q370M vPro

Berpoennsiit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxozst
VGA nopajep>XnuBaroTcs TonbKo npu ucnonbsosanuu LI co
BCTPOEHHBIMY IPaduueCKIUMIM MPOIIECCOPAMI.
TonmepxuBaeMble BCTPOEHHbIE TEXHOTOI MY BU3YaM3aL[ i
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ monxocTbio
anmapaTHbIM KouposanueMl B popmarax AVC, MVC (S3D) n
MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, rexnonorus Intel® Clear Video HD,
Intel® Insider™, Intel° UHD Graphics

DirectX 12

ITporpaMmHo-anmapaTHOe KofgupoBaHue-fexoguposanne: AVC/
H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ut, VP8, VP9

8 6ut, VP9 10 6ur (Tombko sekopuposatne), MPEG2, MJPEG,
VC-1 (TonpKO [leKofpoBaHe)

geTbIpe BuAeoBbixoza: D-Sub, DVI-D, HDMI u DisplayPort 1.2

TTopnepskka paboOThI C TPeMs MOHMTOPAMI

* Ilopmep>kuBaeTcsl BEIBOJ, OfTHOBPEMEHHO Ha 3 MOHUTOpa

ITopmepxka HDMI ¢ makcumanbHbIM paspemntenneM 1o 4K x 2K
(4096x2160) mpu yacrore o6HOBIeHNs 30 Iiy

Ha Boixogie DVI-D noppep>x1uBaeTcsa MaKCMMa/lbHOE paspelleHne
10 1920x1200 mpu gacrore 06HOBIeHNst 60 1y

TTopnepsxuBaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM pa3pelieHneM 0
1920x1200 ripu 60 Ity

TTonmeprxuBaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcuManIbHBIM
paspemurernem o 4K x 2K (4096x2304) mpn 60 Ity
Tonmep>xuBarotcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/nser),
xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopt HDMI
(tpebyercst coorBercrByromyit HDMI-MoHMTOD)

Tonneprxka ¢yukiym samurst HDCP 4yepes mopter DVI-D,
HDMI u DisplayPort 1.2

TTonnep>xka BeiBofia Buzieo ¢ paspenrennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha nopt HDMI n DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BbIcOKoi1 yeTkocTi HD Audio ¢ samuroit

maHHBIX (aymuokoziek Realtek ALC892)

*Iln1s HacTpoiiky 7.1-KaHa/bHOTO 3BYK BBICOKOI yeTkocT HD

Audio ucnonpayitre nepepHioro aymyonanens HD u aktuBupyiite

yHKIMIO MHOTOKaHA/IbHOTO 3ByKa B ayJMOJpaiiBepe.

IToppmeprxa Premium Blu-ray Audio
3aIyTa OT MepernajioB HalPAXKEHNA B 3JIeKTPUYECKOI ceTn

Konpencarops! s ayguocuctem ELNA
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LAN

MopTbl BBOAA-
BbiBOAA Ha
3agHeln naHenn

3anomuHaowme
ycTpolicTBa

* Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wurt/c

¢ Giga PHY Intel® I219LM

¢ TloppepxuBaercs npobyxpuenue mo JIBC

e MonHnesammTa 1 3alUTa OT AMEKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB
o TloppepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

e [loppepxuBaercsa PXE

e 1xmnopr PS/2 gna mpimm

e 1xPS/2 pna xnaBuarypsr

¢ 1 xmopr D-Sub

e 1mopr DVI-D

e 1 xnopr HDMI

e 1x DisplayPort 1.2

e 1xmopr USB 3.1 Gen2 Type-A (10 ['6ur/c) (c 3amuroii ot
37IEKTPOCTATIYECKIX Pa3PAIOB)

e 1xmopr USB 3.1 Gen2 Type-C (10 I'6ur/c) (c 3amuroii ot
37IEKTPOCTATIYECKIX Pa3PAIOB)

e 4xmopros USB 3.1 Genl (¢ 3amuToii OT 371€KTPOCTATUYECKIX
paspsizoB)

e 1xmnopr JIBC RJ-45 ¢ nuauxaropamu («AKTUBHOCTB/
Coenunenne» n «CKOpOCTb»)

e Paswvembl HD Audio: JInHeliHbIiT BXOZ / IIepefHIe JUHAMUKY /

MUKPOQOH

® 6 x pazbeMoB SATA3 ¢ IpomyckHoI cioco6HOCTHIO 6,0 ['6/
¢, nopzepxkka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texnonorun Intel Rapid Storage 15), NCQ, AHCI u «ropsigero»
TIOK/TIOYeHsT*

* Ecim 3aHaT cnot M2_2, otkmrodaercs cnoT SATA3_4 u SATA3_5.

e 1 cror Ultra M.2 (M2_1), moppeprxka mogynsa M.2 PCI Express
Tuma 2230/2242/2260/2280 no Bepcuu Gen3 x4 (32 I'B/c) ¢
KIR09oM M**

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_2), moppepxuBaercs Mogynb M.2 SATA3
Tuma 2230/2242/2260/2280 ¢ mpoIyckHoii crioco6HocThI0 6,0 I'6/
¢ u moxynb M.2 PCI Express o Bepcyun Gen3 x4 (32 I'6/c) ¢
Kmogom M**

** [lommepska texuonoruu Intel® Optane™
** Ilopiiep>KnBaloTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucky Tunma
NVMe

** TlopnepxuBaercst kommiekt ASRock U.2.



Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

Q370M vPro

e 1 xxonogka COM-nopra

e 1 x konogka TPM

® 1 X KO/IOfIKA C pagbeMaMI JaATYMKA BCKPBITUA KOPITyca 1
IUHAMMKA

e 1 X pasbeM I BeHTWIATOpa oxmakaenys 111, 4-KoHTaKTHbII

* PazbeM IpoO1[eCCOPHOTO BEHTUIATOPA IOEPKMBAET BEHTU/IATOP
¢ noTpeb/sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

e 1 X paspeM I BEHTWIATOPA UIU BOASHON IIOMIIBI BOASHOTO
oxnaxerns LTI (4-KOHTaKTHbII) (CMapT-pery/saTop CKOPOCTHI
BEHTU/IATOPA)

* PazbeM /171 IPOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MIII
BOJISHOI ITOMITBI IIOJIiePXKIBAET BEHTIISTOP € HOTPeO/IsieMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

® 2 X pa3beMbl /1A KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA WV BOJAHOI IIOMITBI
(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PETyNIATOpP CKOPOCTY BEHTUIATOPA)

* PazbeM 11 KOpITyca KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA WM BOJIAHOI
[IOMIIBI TIOfIiePXKMBAET BEHTU/IATOP C IIOTPeO/IsIEMBIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

* Ina pazvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP u CHA_
FAN2/WP aBroMarnyecku onpefensaeTcs TUII IIOJK/II0YeHHOTO
BEHTU/IATOPA: 3- MM 4-KOHTAKTHBIIN.

e 1xpasvem nutanna ATX, 24-KOHTaKTHbII

e 1x pazbem nuraHus 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

e 1 xayguopasbeM Ha IepejiHelt TaHenn

e 2 x komopkut USB 2.0 (3 mopra USB 2.0 ¢ 3auuroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PATOB)

e 2 x xomopka USB 3.1 Genl (4 mopta USB 3.1 Genl) (c 3aumrost
OT 9JIEKTPOCTATUUECKIX Pa3PsLOB)

e AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopifiep>kKoif MHOTOSA3BIYHOTO
rpadudeckoro unrepdeiica

o Tloppeprxka QyHKIMiT Ipo6yxaenus no crangapry ACPI 6.0

e Tloppepxka SMBIOS 2.7

e Perymuposka Hanpskenuit 11T, DRAM, PCH 1,0B, VCCIO,
VCCSA, VCCST
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KoHTponb

e KonTtponb TemnepaTypbl: Bentunarop LII; Beatunarop namn

o6opynoBaHus nomna BogsaHoro oxnaxaenus 1IT; Bentunarop nnim nommna

BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOPITyca

e Taxomerp: Bentunarop LIT; Bentunarop mim nommna
BopsAHOrO oxyakaeHus LIIT; BeHTHIATOp MM IIOMITa BOJIAHOTO
OXJIaKZIeHNSA KOpITyca

¢ DBecmrymnas paboTa (¢ aBTOMaTI4eCKOIT PEryIMpoBKOi CKOPOCTI
BpallleHs1 B 3aBUCKMOCTH 0T TeMiepaTypsl LITT): Benruasarop
HIT; Bentunarop mnm nomna BopsaHoro oxnaxaenus HIT;
BeHTHAATOp MM IOMIIA BOZIHOTO OX/TaXK/eHIA KOpITyca

e PerynmupoBka ckopocTy Bpauenus: Benrunarop LIIT;
BenTunarop uam nommna BogsaHoro oxnaxaenns: LI, Bentunarop
VTN TIOMIIA BOZISTHOTO OXJTaXK/IeHIA KOpITyca

e JlaT4MK BCKPBITUA KOPITyCa

¢ KonTponb Hanpspkennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpsxeHue Afpa
IIL, DRAM, PCH 1,0B

OnepauyoHHble * Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psijuast)

CNcTemMbl

Ceptudukayna < FCC,CE

e CosMmectnMocTtb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K uTaHms,
cooTBeTcTBYOmUII crangapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgopmaueil 06 U0eUU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA 8eO-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6Kmo4as usmenenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uncmpymenmos
PA320HA HE3ABUCUMBIX NPOU3BOOUMEeNeLl, CONPSCeH C onpedenieHHbM PUCKOM. Paszon
Npoueccopa Modxcem CHUSUNDL CIMABUHOCb CUCITEMbL UL 0aKe HPUBECHU K
nospexicoenuto ee KOMNOHeHMO6 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyujecmensemcs
nonv3oeamenem Ha cCOGCMEEHHDLLL PUCK U 3a cOOCMEenHbLiL cuem. Mol He Hecem
0MBeMCIMEeHHOCb 34 603MONCHBLLL YUu4ePO, 6bI36aHHbIL PA32OHOM NPOLUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbBIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, IEPEMBIUKa «PA3OMKHYTa».

Short Open

ITepembruxa copoca -

HacTpoek CMOS EE
2-KOHTaKTHast

(CLRMOS1) HepeMbIaKa

(M. cTp. 1, Ne 16)

CLRMOSI ncronbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6br copocuts 1
OOHY/IUTD MTApaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY 110 YMOTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE
KOMIIBIOTEp 1 U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MNTAHNA OT MCTOUHMKA INTAHNA.
BooxnTe 15 CeKyH/T M HAaKMIHOI IIepeMBIYKON 3aMKHITE KOHTAKThI pasbeMa
CLRMOSI Ha 5 cexynp. He copaceiBarite Hactpoitku CMOS cpasy mocie
o6nosnenns BIOS. ITpn HeobxopumocTy copocutb HacTporikn CMOS cpasy
nocne o6HoBneHns BIOS cHavasna mepesarpysure CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE
KoMIIbIOTep nepes copocom Hacrpoek CMOS. YuruTe, 4TO Maposb, aTa, BpeMs

" IpOQUIb OTB30BATENA II0 YMOMTYAHMIO COPACHIBAIOTCA TONBKO B TOM CITydae,
ecimit n3Biedn 6arapero CMOS. TTocrte copoca Hactpoek CMOS He 3a0y/bTe CHATD

HAKM[HYIO TIePEMBIUKY.

C6poc nacmpoex CMOS mozcem npusecmu k 0npedeneHuo 6CKPbIMuI0 Kopnyca.
Ymobvt 06Hy UMb 3aNUCh NPedbidyU4ee0 OnpedeneHus BCKPbIMUL Kopnyca,
ucnonv3yiime napamemp Clear Status (O61ynumsy cocmostue) BIOS.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
njare

PacnonosiceHvle Ha cucmemHoil naame KonooKu MP“S'IJEM?)I HE siensiomcs YlE‘DEMbI‘tKaMMA

A HEycmaHae/mBaﬁme HA MU KOTOOKU U pasvemol nepemvl4KU-KONNAYKU. Yemanoska
nepeMbl‘{ZK-KOﬂﬂ{l‘tKOB HA IMuU KONOOKU MP“S'IJEM?)I Modem evl3sambv Heycmpuﬂumoe
HO&PEJM@QHMQ CUCMEMHOTL NAAMb.

Konopgka cucremuoin IMopxmounTe pacnonoKeHHble

HaHen Ha KOpITyce BBIK/IIOYATe/Ib
MUTaHUS, KHOTIK
(9-xonraktHas, PANELI) ’ Y
nepe3arpysKu 1 MHANKATOP
(cM. cTp. 1, Ne 18) !

COCTOSTHUS CUCTEMBI K 9TOM
KOJ/IOOKE B COOTBETCTBUM C

HDLED-
HDLED+ pacrpeneneneM KOHTaKTOB,

npuBeileHHbIM HDKe. [Tepen
TOJIK/TI0YeHeM Kaberteit
OonpesieNnnTe MOMOXKUTENbHbIN
¥ OTPULATE/IbHbI KOHTAKTHI.

PWRBTN (xnonka numanus):
IlodknioueHue KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUmy nopsi00K BbiKIOUEHUS CUCIMEMDbL C UCNONIb308AHUEM KHONKU NUMAHUL.

RESET (xnonxa nepe3azpysxu):

Ilookniouerue KHONKu nepe3azpy3Ki CUCMeMbl, PACNONIONEHHOU HA nepedHell nanenu
kopnyca. Hajcmume KrHonky nepesazpy3si, 4moGbt nepesanycmunb KOMNvlomep, ecaiu ot
3asucu HDPMa/lebHZ sanch HEBO3MOMEH.

PLED (c 0U00HDLI UHOUKAMOP cucmemvl):

TTooxniouenue UHOUKAMopPa coCoAHUS, PACNOZIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
Haxooumcs 6 pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxooumcs
8 pesicume oscudarus S4 unu sviknouena (S5), ceemoduod He zopum.

HDLED (c 0u00HbLI p P HecmK020 OUcKa):
TTooxniouenue ce6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHKO20 OUCKA, PACHONIONEHHO20
Ha nepedHeti nanenu. CéemoduoOHvlil UHOUKAMOP 20pUm, K020a HecmKuii OUCK

BLINONIHSEM CHUMbIBAHUE UL 3aNUC OAHHDIX.

Ilepeonsst nanenv mosicem Gvimy PazHoli HA PA3HLIX KopNycax. B ocHosHom nepednss
naenb 6K0UAEM 6 Ce0s KHONKY HUMAHUA, KHONKY Nepe3azpyski, c6emoouoomlii
UHOUKAMOP NUMAHUS, CBeMO0UOOHbLIL UHOUKAMOP PAbOmbl #ecmKo20 OUCKA, OUHAMUK
u m. 0. [Ipu nodknoueruu nepedHeii naHenu K Imoii Kon00Ke NPABUILHO NOOKNOHATIME
npos0da K KOHMAKMAam.

SPEAKER
Komnopxa ¢ paspemMamn DUMMY ITpennasnavena s
JTaTYMKa BCKPBITUA DUMMY | TIOK/IIOYEHNA JaTYNKa
+5V
KOpIlyca 1 IMHaMyKa CI) e)[e)[e) BCKPBITUA KOPITyCa 1
(7-xonTaKkTHBIN, SPK_ 1L_|O[0]|O KOPITYCHOTO IMHAMIKA.
|
CI1) SIGNAL
GND

(cm. cTp. 1, Ne 17) DUMMY
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Pasbewmsl Serial ATA3 ] ©, OTU 1IeCTh Pa3beMoB
(SATA3_0: [ g SATA3 npepHasHaYeHbI
cm. cTp. 1, Ne 8) = f}:, 1St OZK/TIOYeH s Kabeteit
(SATA3_1: e SATA BHYTpeHHUX

oM. cTp. 1, Ne 9) [ é 3aIIOMMHAKOIMX YCTPOICTB
(SATA3_2: =l » IUIA TIepefadl JaHHbIX CO
cm. crp.1, Ne 12) CKOpOCTBIO 710 6,0 T'6/c.
(SATA3_3: ~ A FE Eciu 3ansar cnor M2_2,
oM. crp.1, Ne 13) g [ [ g OTKJIIOYAETCA CIOT
(SATA3_4: P = S S SATA3_4 u SATA3_5.

oM. cTp.1, Ne 15) snin kL

(SATA3_5: g [ [ g

cm. cTp.1, Ne 14) o 18 18

Konopxu USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHckoit niate

(9-xonrakTtHast, USB3_4)
(em. cTp. 1, Ne 19)

(4-xonrakrtHast, USB5)

VIMeETCs [IBE KOTIOIKIA.

(em. cTp. 1, Ne 20) b Pe

USB_PWR
Kononxu USB 3.1 Genl Vous Ha marepuHCcKoIt mmate

Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHas, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ 1IMeeTCsI IBe KOMOIKI.

IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_5_6) oD IntA_PB_SSTX- Kaxxgas xomogka USB 3.1
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

(em. cTp. 1, Ne 7) IntA_PA_SSTX+ onD Genl noggep)xnBaer iBa

onp ItA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+ nopTa,
IntA_PA_D+ Dummy
(19-xoHTaKTHas, T
USB3_7_8)
(em. cTp. 1, Ne 11)
AyaVOKOIOKA TlepeHeit GND Ta Ko/momKa
TaHem ‘ o R npefHa3HaYeHa
(9 xonTakToB, HD_ & C‘) TUIS TIOIK/TIOYEH ST
AUDIO1) ‘I | |Q|<‘?|C‘> AyANOYCTPOJICTB K
our2_L N
(cm. cTp. 1, Ne 23) J_SENSE TepefiHelt ay/[ioaHeIi.
OuT2_R
MIC2 R~
MIC2_L
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1. Ayduocucmema 8vic0K020 paspeuienus nodoepicusaem GyHKyui0 pacnosHasanus

pasvema, HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOMbL HEOOX00UMO, UM0GbL NPOBOO NaHeny
Kopnyca noddepicusan nepeday cuenanos HDA. Mncmpykuyuu no ycmaroske
CUCIEMDL CM. 6 TMOM PYKOBOOCIBE U PYKOBOOCINEE HA KOPHYC.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouoxonooxe nepeore

naenu, Kak ykasaxo oasnee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Iookntouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3asemnernus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 07isi ayouonanenu
8vicok020 paspewienust. IIpu ucnonvzosanuu ayouonanenu AC'97 ux nodkmouamo He
HYHCHO.

E. UYmo6v axmusuposamv nepednuti Muxpogon, nepeiidume na éxnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomxocmu 3anuci).

Pasbembl /151 KOPITYCHOI'O

HaHHaﬂ MaTepMHCKaA I/1aTa

4321
BEHTUIATOPA NN OCHalleHa [IBa 4-KOHTaKTHBIMI
BOJISTHOJ TIOMITBI pasbeMaMit /ISl CUCTEMBI
. FAN_SPEED_CONTROL
(4-xonTtakTHbIT CHA_ CHA_FAN_SPEED BOJISTHOTO OXJTAXK/IEH VS
FAN1/WP) FANYOLTAGE | - koprryca. 3-KOHTaKTHYIO
(M. cTp. 1, Ne 24) CHCTEMY BOJIAHOTO OX/Ia)K/IeHVA

(4-xonrakTHbII CHA_

FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 10)

Kopmyca C1efyeT IOAK/IIYaTh K
1 GND
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
3 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

KOHTaKTaMm 1-3.

PasbeM BeHTUIIATOPA ITa MaTepUHCKas IUIaTa CHab>KeHa
OXJTXK/IEHMA IIpoLieccopa 4-KOHTaKTHBIM Pa3’beMOM IS

(4 xonrakra, CPU_FAN1) MaJIOUIyMSAIIETr0 BEHTUTIATOPA
(em. cp. 1, Ne 2) FAN_SPEED LITI. Ecnu BbI cobupaerech

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

TIOOK/IIOYNTD 3-KOHTaKTHBIN
BEHTUIATOP OX/TaXKJEHUA

12 3 4 .
TIpolieccopa, MOKIoUaiTe ero K
KOHTaKTam 1-3.
PasbeM /14 BEHTUAATOPA JlaHHas MaTepMHCKas I1aTa
VIV BOJISTHOV TIOMITBI FAN_SPEED OCHallleHa 4-KOHTaKTHBIM

BOIAAHOTO OXJIAXKICHUA

FAN_VOLTAGE_CONTROL |\ <00 o vrroL
GND - - PaspeMOM /1A CUCTEMbI

1T BOMSAHOTO oxmakaeHus LIIT.
(4 xonTakTHa, CPU_ L 3-KOHTAKTHYIO CHCTEMY
FAN2/WP) BOJSTHOTO OXJIaKIIeHMS

(cm. cTp. 1, Ne 5) LITT crepyeT MOAKITIOYATD K

KOHTaKTam 1-3.
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Pazpem mutanus ATX
(24 xonrakra, ATXPWR1)
(em. cTp. 1, Ne 6)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszbpemom mmtanust ATX. Yto6st
JICTIO/Ib30BAaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nnranus ATX,
IIOAK/IIOYNTE €ro BAO/Ib KOHTAaKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Pazwvem mutanms ATX

OTa MaTepMHCKas IaTa

8 o 5

12B o010 cHab)KeHa 8-KOHTaKTHBIM
(8 xonTakToB, ATX12V1) Qoo pasbemoM muranus ATX
(em. cTp. 1, Ne 1) ! 1 12 B. Yto6bI KCIIOB30BATh

4-KOHTAKTHBIN

pasbem muranus ATX,

TIOIK/TIOYNTE €T BO/Ib

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
Konopgka - & Komogka COM1
MOCTIeI0BATEIBHOTO OPTa % E % £ § MOifIeP>KUBAET
(9-konTakTHass, COM1) 1 TOAIK/TIOYeHYIe MOAY/IS
(em. cTp. 1, Ne 22) IIOC/IEJOBATETHHOTO

nopra.
388 ¢

Komogka TPM o Eu s 10T paspeM obecmeunBaeT
(17 xonraktoB, TPMS1) % % s § § E § noaAepKKy cucrembl Trusted
(cm. cTp. 1, Ne 21) Platform Module (TPM), koTopast

croco6Ha 06ecreYnTh HafleKHOE

g g % g2s 2 2 £ XpaHeHMe Kitoueii, 1ndpoBbIx
5 ‘é % é‘ cepTuduKaToB, mapoeit n
2 £ 3 nansbix. Cucrema TPM Taxoke

TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBO
6€30IacCHOCTH, 3aIMIAET

11 pOoBbIe NACHTUDUKATOPDI
1 0becrednBaeT 1eI0CTHOCTD

ITIAT(OPMBI.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock Q370M vPro, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocor-

ram modificagdes a esta documentagdo, a versio atualizada estard disponivel no site

da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa

principal, visite o nosso site para obter informagées especificas sobre o modelo que estiver

utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-méde ASRock Q370M vPro (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagao Répida da ASRock Q370M vPro

¢ CD de Suporte da ASRock Q370M vPro

¢ 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma ¢ Micro ATX Form Factor

¢ Design de condensador solido

CPU e Suporta 8 Geraio de Processadores Intel* Core™ (Soquete 1151)
e Suporta CPU até 95W
¢ Digi Power design
¢ Design com 10 fases de alimentagao
¢ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset * Intel” Q370
e Suporta a tecnologia Intel” vPro™
¢ Suporta a tecnologia Intel® Active Management 12.0
* As tecnologias Intel® vPro™ e Intel® Active Management 12.0 sio
suportadas apenas com a familia de processadores Intel® Core™

vPro™

Memoéria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

¢ 4x Slots DIMM DDR4

e Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem memoria
intermedidria

¢ Suporta modulos de memdria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

¢ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

Slot de ex- e 2x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: inico em x16
pansao (PCIE1); duplo em x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
e 2 x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX""
* 1xsoquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)
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Graficos

Audio

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Suporta graficos incorporados Intel” UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru"™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™,
Graficos Intel* UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Quatro opgdes de saida de gréaficos: D-Sub, DVI-D, HDMI e
DisplayPort 1.2

Suporta configuragao com trés monitores

* Suporta até 3 monitores simultaneamente

Suporta HDMI com resolugdao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DVI-D com resolu¢ao méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta DisplayPort 1.2 com resolugao max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessdrio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas DVI-D, HDMI e DisplayPort 1.2
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo de

audio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-canal

pelo driver de dudio.

Suporte dudio Blu-ray superior
Suporta Prote¢do de Sobretensao
Fones de Audio ELNA
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LAN ¢ LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
¢ Giga PHY Intel® I219LM
¢ Suporta Wake-On-LAN
o Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
¢ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

E/S do e 1 x Porta PS/2 para mouse
painel poste- ¢ 1x Porta PS/2 para Teclado
rior e 1x Porta D-Sub
e 1xPorta DVI-D
e 1x Porta HDMI
¢ 1 x DisplayPort 1.2
e 1xPorta USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protecdo ESD)
e 1 x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protecao ESD)
e 4 x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)
e 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
¢ Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- e 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
mento RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®

15), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*
*Se M2_2 estiver ocupado, SATA3_4 e SATA3_5 serd desativado.
¢ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 moédulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32
Gb/s)**
¢ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 mbédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Suporta Tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagio
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Fungées da
BIOS

e 1 x Suporte porta COM
e 1x Plataforma TPM
e 1 x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
¢ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagdo méaxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
e 2x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP podem
detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em
uso.
¢ 1x Conector alimentacdo ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1x Conector de dudio do painel frontal
o 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
o 2 x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 4 portas USB 3.1 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

¢ ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

e Suporte SMBIOS 2.7

e CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Multi ajuste

de tensdo



Monitor de .
hardware

SO

Certificacoes .

Q370M vPro

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/Ven-
toinhas da bomba de dgua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V

Microsoft® Windows® 10 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagio
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das definicées na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo

de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade

do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele

deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos

causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

O W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOSI1) .
Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.2 16)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto,
nao apague o CMOS logo apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, deverd primeiro
iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe
que a senha, data, hora e perfil padrao do usudrio serdo apagados sé se a bateria
CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois
de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgao do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.218) 1

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-
tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botao de
alimentagdo, o botdo de
reinicializa¢do e o indicador
do estado do sistema no

chassi deste suporte, de

HDLED- acordo com a descri¢do
HDLED+

abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes

de conectar os cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reini-
cializagao para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema
estiver nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no
estado de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel fron-
tal consiste principalmente em um botao de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um
LED de alimentagao, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar
seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos
correspondem de forma correta.

Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusio do
DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMMY chassi e autofalante do
+5V
(SPK_CI1 de 7 pinos) ! | o6 chassi a este cabecote.
(ver p.1,N.217) 1
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.2 8)
(SATA3_1:

ver p.1,N.29)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 12)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 13)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 15)
(SATA3_5:

ver p.1, N.° 14)

SATA3_4 SATA3_2

—i1i——1
SATA3_1 SATA3_0

[ —

SATA3_5 SATA3_3

j—1
[—1 I——1

Estes seis conectores SATA3
suportam cabos de dados

SATA para dispositivos

de armazenamento

interno com uma taxa de
transferéncia de dados de

até 6,0 Gb/s.

Se M2_2 estiver ocupado,
SATA3_4 e SATA3_5 sera desati-

vado.

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.219)

(USBS5 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 20)

Ha dois cabecotes nesta

placa-mae.

Plataformas USB 3.1 Genl1
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.27)

(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1,N.o11)

IntA_PA_SSRX.

IntA_PA_SSTX

IntA_PB_SSRX+

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

IntA_PB_SSTX+

Haé dois cabecotes nesta
placa-mée. Cada suporte
USB 3.1 Genl pode

suportar duas portas.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.223)

1

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘OULRET

OJo[o] 1o
QIO

‘ [ Tour2_t
J_SENSE
ouT2 R

MIC2_R

MIC2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de 4dudio no painel de

audio frontal.




S
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1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal

de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis/Conectores da 4321 Esta placa mae fornece dois

ventoinha de bomba de

conectores de ventilador do

agua FAN_SPEED_CONTROL chassis de refrigeragao a agua
CHA_FAN_SPEED . A
(CHA_FAN1/WP de 4 FAN_VOLTAGE de 4 pinos. Se vocé pretende
. GND .
pinos) conectar um ventilador de
(ver p.1, N.° 24) refrigeragdo a agua de chassis de
3 pinos, por favor, conecte-0 ao
(CHA_FANZ/WP de 4 1 GND Pino 1-3.
pinos) 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
3 FAN_SPEED
(Ver p.l, N.o 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um conec-
FAN_SPEED
CPU FAN,VOLTAGE,CZ:EROL FAN_SPEED_ CONTROL tor de ventilador da CPU (Venti-
(CPU_FANI1 de 4 pinos) lador silencioso) de 4 pinos.
(ver p.1,N.22) I Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha de Esta placa mae inclui um conec-
FAN_SPEED
bomba de dgua/CPU  ran.voumee coNTRoL| | oo coureo, tor de ventilador da CPU de
(CPU_FAN2/WP de refrigeragdo a dgua de 4 pinos.
pinos) T2 5 4 Se vocé pretende conectar um
(ver p.1,N.° 5) ventilador de refrigeragdo a dgua

da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagio
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.26)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de ali-
mentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagao

Esta placa-mae inclui um

iml
de 12V ATX | conector de alimentagio de
(ATX12V1 de 8 pinos) ADDDD1 12V ATX de 8 pinos. Para uti-
(ver p.1,N.o 1) lizar uma fonte de alimentagao
ATX de 4 pinos, introduza-a
no Pino 1 e Pino 5.
Suporte da porta serial o5 - Este suporte COMI recebe
(COML1 de 9 pinos) % E 2 E g um modulo da porta serial.

(ver p.1,N.222)

G
RRXD1

CCTs#1
DDSR#1
DDTR#1

Suporte TPM
(TPMSI1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

:

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #
GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
anos

Este conector suporta um sistema
com Modulo de Plataforma Con-
fidvel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-
dos digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock Q370M vPro, niezawodnej

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidna
konstrukeje, spetniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-

ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobra liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

e Plyta gléwna ASRock Q370M vPro (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
¢ Skrdcona instrukeja instalacji ASRock Q370M vPro

e Pomocnicza plyta CD ASRock Q370M vPro

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo rozsz-
erzenia

Wspotcezynnik ksztattu Micro ATX

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 89 generacji procesoréw Intel® Core™ (Socket
1151)

Obstuga CPU do 95 W

Digi Power design

Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370

Obstuga technologii Intel® vPro™

Obstuga technologii Intel® Active Management 12.0
Technologia Intel® vPro™ i technologia Intel® Active
Management 12.0 moga by¢ obstugiwane tylko w rodzinie

7 ™ ™
procesor6éw Intel® Core ™ vPro

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga pamigci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamigé
niebuforowana

Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w
trybie non-ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 poztacane styki w gniazdach DIMM

2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: pojedyncze
w x16 (PCIE1); podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
e 2x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
o Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX"™
* 1xgniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu

2230 i Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)



Grafika

Audio

Q370M vPro

* Wbudowana grafika Intel” UHD i wyj$cia VGA sa
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére maja
zintegrowane GPU.

e Obstuga wbudowanej grafiki Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel” UHD

e DirectX 12

* Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

e Opgje cztery wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D, HDMI i
DisplayPort 1.2

e Obstuga trzech monitoréw

* Obstuguje do 3 monitoréw jednoczesnie

e Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

e Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz

e Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

e Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscia do 4K x
2K (4096x2304) przy 60Hz

e Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i
HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

e Obstuga HDCP z portami DVI-D, HDMI i DisplayPort 1.2

e Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI i DisplayPort 1.2

e Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie
modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanatowego za posrednictwem sterownika audio.

e Obstuga audio Blu-ray Premium
e Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
e Nasadki audio ELNA
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LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Przechowywanie

e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

e Giga PHY Intel° I219LM

e Obstuga Wake-On-LAN

e Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Obstuga PXE

* 1xport myszy PS/2

e 1x port klawiatury PS/2

e 1xport D-Sub

e 1xport DVI-D

e 1xport HDMI

¢ 1x DisplayPort 1.2

* 1xport USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obsluga
zabezpieczenia ESD)

e 1xport USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

e 4xporty USB 3.1 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

* Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

* 6 xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15),
NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli jest obsadzone M2_2, SATA3_4 i SATA3_5 zostanie
wylaczone.

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)**

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

** Obsluga technologii Intel* Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

¢ 1x zlacze gtéwkowe portu COM
e 1x zlacze gtéwkowe TPM
e 1x zlacze gtéwkowe naruszenia obudowy i glo$nika
e 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
* 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukfadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentyla-
tora 2A (24W).
* 2 x zigcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP
moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator
3-pinowy lub 4-pinowy.
* 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
* 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 xzigcze audio na panelu przednim
* 2xzlycza gtowkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 2 x zlacza gtowkowe USB 3.1 Genl (Obstuga 4 portéw USB
3.1 Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

e Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

* Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

¢ Obstuga SMBIOS 2.7

e Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO,
VCCSA, VCCST

* Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

e Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

e Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
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e Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
* Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V

System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z
regulacjq ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem
narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia
spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

w W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamigci CMOS 2-pinowa zworka
(CLRMOS1)

(sprawdz s.1, Nr 16)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowal parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z
pamieci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamieta¢, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po

wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamigeci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy.
Wyreguluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzedniego
stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
A zworek nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Zacze gtéwkowe na pan- Podlacz do tego zlacza
elu systemu
(9-pinowe PANELL)

(sprawdz s.1, Nr 18) 1

glowkowego przetacznik
zasilania, przelacznik resetowania
i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HDLED- o . o
HDLED+ ponizej przydziatem pinow. Przed

podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podtgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac
sposéb wylgczania systemu z uzyciem przetgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4

Iub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diodg LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu prz-
edniego obudowy do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, Ze jest prawidtowo dopasowany
przydziat przewodow i przydzial pindw.

Zkacze gtowkowe SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY
naruszenia obudowy i DUMMY gléwkowego naruszenie obu-
L. ﬁVl . L, .

glosnika : dowy i glosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) 1
(sprawdz s.1, Nr 17) SIGNAIL |

GND

DUMMY




ZYacza Serial ATA3 1 < Te sze$¢ ztaczy SATA3
(SATA3_0: [ g obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 8 =l & dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_1: ] ;l pamieci z szybko$cig transferu
sprawdz s.1, Nr 9 [ E danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: = @ Jesli jest obsadzone M2_2,
sprawdz s.1, Nr 12) SATA3_4 i SATA3_5 zostanie
(SATA3_3: N R wylaczone.
sprawdz s.1, Nr 13) g [ [ g
(SATA3_4: s = ES
sprawdz s.1, Nr 15) I i O i
ATas 5 2 1l]2

o S

sprawdz s.1, Nr 14)

Ztacza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 19)

(4-pinowe USB5)

Na tej plycie gtéwnej znajduja

sie dwa ztgcza gtéwkowe.

Q370M vPro

, b
(sprawdz s.1, Nr 20) wts b
Ztacza gtowkowe USB 3.1 Vous Na tej plycie gléwnej znajduja
Genl i on s gt sie dwa zlacza gtowkowe.
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_5_6) onp maress  Kazde zlacze glowkowe USB
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 7) Inth_PA_SSTX+ aND 3.1 Genl moze obstugiwa¢ dwa
\mA,P:,ND[f ::::::::g; pOl’tYA
IntA_PA_D+ Dummy
(19-pinowe USB3_7_8) T
(sprawdz s.1, Nr 11)
Ztacze gtowkowe audio N sencEs To ztacze gléwkowe stuzy do

MIC_RET . . .
~ouT Rer podtaczania urzadzen audio do

panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 23)

przedniego panelu audio.
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo
Q przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtowkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podtgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podtgczacé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza /wentylatora 4321 Ta plyta gtéwna udostepnia
pompy wodnej obudowy dwa 4-pinowe zlycza obu-
(4-pinowe CHA_FAN1/ FAN_SPEED_CONTROL dowy wentylatora chtodzenia
WP) CHA’FF’ZTS,P;LEP AGE wodnego . Jesli planowane
(sprawdz s.1, Nr 24) GNP jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
(4-pinowe CHA_FAN2/ 1 GND wodnego obudowy, nalezy je
WP) 2 Ei::!g;;GE’CONTROL podtaczy¢ do pindw 1-3.
(sprawdz s.1, Nr 10) 4 FAN_SPEED_CONTROL
ZYacze wentylatora CPU Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) FAN_SPEED 4-pinowe zlacze wentylatora CPU

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

(sprawdz s.1, Nr 2) FAN_SPEED_CONTROL (Cichy wentylator). Jesli planow-

ane jest podlaczenie 3-pinowego

e wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.
ZYacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU 4-pinowe zlgcze obudowy
(4-pinowe AN VOLTAGE Con G STEER wentylatora chlodzenia wod-
- - GND FAN_SPEED_CONTROL .
CPU_FAN2/WP) nego CPU. Jesli planowane
(sprawdz s.1, Nr 5) L jest podiaczenie 3-pinowego
1 2 4

wentylatora chlodzenia wod-
nego CPU, nalezy je podlgczy¢
do pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasi-

lania ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowe-
go zasilacza ATX, nalezy
podtaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i

pinu 5.

Ztacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

0

RRI#1

RRTS#1
GND

CCTS#1

DDSR#1

TTXD1

DDTR#1

DDCD#1

RRXD1

To ztacze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zkacze gtéwkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

To zltacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac¢ klucze, certy-
fikaty cyfrowe, hasla i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia
sieci, ochronie cyfrowych dan-
ych osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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M7} ol Tk, ZF USB 3.1
Genl d|H= 2 E F &

A9 4 Qv

i A= A =
(9 1 HD_AUDIO1)
(1 e)A],23 ¥ &5 32

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET
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AC7 2] 2 FdL A&
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A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L ol ¥ %

7 ope s} 2

ZJ ;(}

gt

I 2&d E) 95 4 P& AU A B Sup2 A E)ed A2
o]o17} HDA & A| 3o} Frich. 4] & 44| Gl 1}o} 2]

Q370M vPro

T}/L‘V ‘9'[

=
1354

e
T 4

wpe) ol o 2r] 2

B. Audio_R (RIN) - OUT2_R °J] ¢1 %28} Audio_L (LIN) - OUT2_L °j] 91 %

k.

C. 33| (GND) &
D. MIC_RET % OUT_RET += HD
W go2 ALY d el gt

2] (GND) ] A2 o).

E F¥ nfo] =& &y 313l Realtek A of FFoll 4] « FrontMic” &2.

“ Recording Volume( %5 &5 )" = 24 g1/c}.

26]2 3ok 45

Hijol AC97 2] 2

2 7h4]

AL e P = 9 A E
(4 31 CHA_FAN1/WP)

(19 0]=],
24 ¥ &= ;Q—

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
) FAN_VOLTAGE
GND

(4 31 CHA_FAN2/WP) ! GND

2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(1 YlﬂO] 1 10 H‘] 3]"1 ;;‘} ) 3 FAN_SPEED

4

FAN_SPEED_CONTROL

ol ] R Eo| 4 7 5

WA AL A E 2 )

7} sl o] olsyviTh. 3

A A A %Ei €-e
ddste = -2 1-3 ol
Azt Al

CPU 3 A E
(4 71 CPU_FAN1)
(1 5o,

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

o] nlt] B =o]l =4 ¥ CPU
A (A W) AAE I}
A= o ol 33

2 Bz rEes CPU & 43l = 4
321 1-3 o] AABHAI A
L.

CPUI $1E1 8 A o whef ol = 4 7 1)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

(4 3 CPU_FAN2/WP)
(1], 51 35 2 )
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1.2 3 4

A1 CPU 3 719 E] 7} &)
=lo] 9ls7H vl .3 71 CPU
FA Fe He 343
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ATX A A
(24 7 ATXPWR1)
(1012, 6 W 35 HZ2)

ol Hfrl R E ol =24 7
ATX A A E 7} 54
wlo] glsFvlTh. 20 21 ATX
AAFFHAE 4831+
w33 138 et o
Az A S

ATX 12V A 7 ¥

o] nprj Bt of| =8 3 ATX

iml
(8 7 ATX12V1) LIOCC] 12V A 81 A 7} 5
asfolA] 1 G5 B2 ) LLDE gyey g1t .4 atx
AT E A4
w13 s et
Az A1 &
Alg]ld £ E #H] .5 & o] coM1 3t = Algld
(931 coM1) TEZFS ¥E RES AL}

(1 o)A, 22 ¥ &5 %)

a

CCTs#1

DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

TPM 3|t
(17 31 TPMSI)
(1 o)A, 21 M &5 2

GND

GND
SERIRQ #

S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK
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1 1ZC&IC

ASRock Q370M vPro X' —R—REBEH WV LT EEZHOHBEHITITVET,
ASRock OB G —EH Uz ik in B SO R eiEINTHOFE T ENLN
B EMHANEE R Z DD NI ST A=V AR I FET,

TIDAIG T UICZEET B CEDBDET, CDN =2 7 /L DANICZEED
BoJFEICIE, BHE N2/ N—259213, T ASRock DT 71 M5
AFTEEZIEINCHDFET, SO —K— RIS T2 E19 2% VR — R e 2
AL, CTEHDETINC OV TDFEMIE#RZ, - DTz 7+ N TS TE
&V ASRock DV 7 Y1 R Tldk, IRETD VGA Z)— FHL T CPU Vv ——F
ST EICNFE T, ASRock U 71 I http://www.asrock.com.

Q V=R —FDf#i& BIOS V7 MUz TG EF SIS EE Db S/, CDYV=2

1.1 Ny TF—DDAR

« ASRock Q370M vPro X' —HR—K (Micro ATX 74 —L7 77 %)
« ASRock Q370M vPro 7 A w7 AV AN—)VHAR

« ASRock Q370M vPro Y R—h CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 77— 27— )V (X T a>)

« 3xM2 Vv hHRL (KT7va)

o 1xI/O 73KV —)UR
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1.2 {1k

Ty T4—

CPU

FyvTEyvh

*EY

hERAOY

AU ATX TA—LT 7 72—
EfATY 7Y ikaE!

55 8 X Intel® Core™ 72y H—ITkti (Vv b 1151)
K 95W £ TD CPU IRt

TV R )VERRGT

10 BT = — k7

Intel® X—ART7T—Z k2.0 77/0Y—7%PR—1

Intel® Q370
Intel® vPro™ 77/ 0 —IHHi
Intel® 7774 7 ST 7 /1Y — 12.0 ITHG

*Intel° vPro™ 7./ Y — Intel®* 7774 7 BT 7./ 0T — 120
I3 Intel® Core™ vPro™ 7Tty ' —7 7 I —ICDAHRIEL T
3D

T 27 )VF% > 3 )V DDR4 ATV HERE

4x DDR4 DIMM A

DDR4 2666/2400/2133 /> ECC, 77 >/7 3w 77— R AEVITH i
ECC UDIMM A€V EY 2 — )UK G (non-ECC &— R THIE)
VAT LATY DR KA R 64GB

Intel* TZAR)—LXED T 774 )L (XMP) 2.0 IR
DIMM A MC 150 d—)V ROy 2% M e kR

2 x PCI Express 3.0 x16 A1 b (PCIE1/PCIE4:x16 (PCIE1) T
2277 )V, x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4) TT 27 )L)

“EE T A 7E LT NVMe SSD I Hf I

2 x PCI Express 3.0 x1 A | (Flexible PCle)

AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX"™ %1 R—hk
1xM2 Y7V k (Key E), %21 7 2230 WiFi/BT €Y 2—)b &
Intel* CNVi (& WiFi/BTICH IS
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G549 o Intel* UHD 7T 74w 7 ANKE Va7 )VEBX T VGA ik,
GPU It N7 oty —DRTHR—FENET,

o Intel* UHD 7 T 74w IV ANIRE V27 )WY R—F ' AVC,
MVC ($3D) 33K U MPEG-2 Full HW Encodel V&SN iz
Intel® 7177327 YT Intel® InTru™ 3D, Intel® 7V 77—«
Y52 HD 77/ 18— Intel® Insider"™, Intel* UHD %75 71
A

e DirectX 12

« HWA T 3—R /7 3—K: AVC/H.264,.HEVC/H.265 8- € I,
HEVC/H.265 10- €7 VP8, VP9 8- Bk VP9 10- Ew bk (T
I—RDH ), MPEG2, MJPEG, VC-1 ( 7I—KRDH )

o 4DDTTT 4w IAMITAT T3> D-Sub, DVI-D, HDMI,
DisplayPort 1.2

¢ 3BDTEZZ—ITHIG

K3 BDTAAT LA 72 FRHCRISLES

o HDMIITHHE, ARG 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

o DVI-D T, SRMRE 1920x1200 @60Hz

o D-Sub TR, FAMRIGE 1920x1200 @60Hz

« DisplayPort 1.2 77/ 0¥ —IZx i, R IE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

« HDMIR—KCA—RNIw TS 27 F74—T 75— (12bpc).
xvYCC, BX U HBR(FHE Y hL—bA—F ¢ A)NHE (HDMI
FISE =X —DUAETT)

+ DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2 8 — T HDCP IZXf s

+ HDMI, DisplayPort 1.2 -R— T 4K Ultra HD (UHD) FAEIC K

s

F—F1F o 71CHHD A—7 A4, a7y 7as7a /& (Realtek
ALC892 A —T 1A a—7v7)

*7.1 CHHD A —7 1A Zi%E T 5720HICIE HD 71V M%)V
DA —=TAZFEY 2=V AL A —T 1A R A\ Zml T~
WVF-Fv 2 3)VA—T 4 AERE R AN T 20D HDE T,
o« TLITLT =LA A —F o7 P K—h
o IR
« ELNA 84 —F A a>r 724
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LAN

U7INzIV /0

A=Y

« FHE Y LAN 10/100/1000 Mb/s

« 77 PHY Intel® 1219LM

o Wake-On-LAN (D17 4> TG

o 5/ BREXUNE (ESD) RIS

o TXIVF—IROI A — 2w b 802.3az & R—F
« PXE Y R—b

o 1xPS/2 XU AR—h

o 1xPS/2 F—R—KK—h

o 1xD-Sub R—h

« 1xDVI-DR—bh

« 1xHDMI R—F

« 1x DisplayPort 1.2 R—h

« 1xUSB 3.1 Gen2 Type-A F—h (10 Gb/s) (B4 (ESD)
RV HIIE)

« 1x USB 3.1 Gen2 Type-C —h (10 Gb/s) (F#E XU (ESD)
RV

« 4xUSB 3.1 Genl R— b (FFEEXUiKEE (ESD) LRAEICHTIS)

« LED {if& 1 x RJ-45 LAN R—h (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

o« HDA—T14ATv w7 . 5442 | TaY RE—h— | <
A7

o 6xSATA3 6.0 Gb/s %% % RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel Z¥w R+ AL — - 57./10Y— 15) ,NCQ,
AHCI BX UKy b7 T BEREIC G *

*M2_2 DMEFAEN TSI E1E, SATA3_4 35X T SATA3_5 (X
TR0 ET,

o 1xUltraM.2 V7w (M2_1) M Key X1
2230/2242/2260/2280. F K Gen3 x4 (32 Gb/s) T M.2 PCI
Express B2 —)UICHHIG

o 1xUltraM.2 V7w (M2_2) M Key X217
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s BV 2 —)b, X T,
K Gen3 x4 (32 Gb/s) E T M.2 PCI Express £ 2 — )UKt

Iy **

** Intel® Optane™ 77/ T —IT N i
o ElE) T ¢ 227 & LT NVMe SSD IS i
** ASRock U.2 & MTH IS
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b2 o 1xCOM R—hN\wH—
o 1xTPM N\ X —
e 1xIY—V AV M=V gaVEAE ==\ X —
« 1xCPUTZ7VaAXTRUAEY)
*CPU 77 /AT RIEIRNA 1A (12W) DFEIID CPU 77 1K
HLET,
o 1xCPU/ UA—R—KYTT72AXTR(4EY) (AR —LT
7 2 )
* CPU/ T —H2— R T T 7 NEIRK 2A (24W) DHS1DT +—
R——F =TI LE T,
¢ 2X VY=Y [ UA—R—RYT T ART R4 EY) (A —
N7 7 2RI
= | D —R— R T T 7 N ERK 2A (24W) DO
F =B ==L ET,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP 35X U CHA_FAN2/WP & 3 ¥
VEREZACY T DMEREN TSN EI D B TE
E3C
o 1x24 ¥V ATX BFEIRT X
o 1x8 ¥V 12V EFRIRTHX
o 1x R/ SHKIVA—T oA AT 5
« 2XUSB2.0N\w&—(3D0D USB 2.0 K— Mufits) FrESU
75 (ESD) {RFEITHIL)
« 2xUSB 3.1 Genl W& —(4 D0 USB 3.1 Genl R—MMIHIE))
(S (BSD) I HHIE)

BIOS %8k « AMI UEFI Legal BIOS, % 5t GUI YR — M &
o ACPI6.0 ¥R AT T ARV b
« SMBIOS 2.7 Y R—1
« CPU,DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA, VCCST EE~ILVF
Gk

N—F9z7E . WHEEYY VY CPU.CPU/ UA—R—RY T, v — |
—a2— F—R— R TT7
o T7URIAA—=HR . CPU,CPU/ TA—Z—KRV T Tv— |
F—R—RT T
o HET 7Y (CPUIREICIE> Ty vy — 7 7 i 7 EdhiH
#): CPU, CPU/ T A—R—RV T v — | I —R—RY
TI7
o T7URIVFFERIE : CPU, CPU/ DA —2—KV T, Tv—
VI IF—=R—=RT T
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o r— AR
o FBIERAH : 412V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH 1.0V

oS o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

2

i « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP XS d IR ARG R E AWAEETY)

* BRI DU T, 2 fE D 71 e &8 < 7E &0 s http://www.asrock.com

BIOS ZEEDFEE, 7> XA R —/N—2 0y 072/ 02 —DE ], —F/N—71

A DA~/ =200 =)D G E G A—N—2 Ty DI, —EDVX Y
FENFETDTCEHELSEZ A== 00 7G55 R TAPILIENC T D7
D, S RTADIA K= MRTINA XDWHE T 5 CEDBDFE T, ZHIP DEIT
T2 TSI I8 4 Tld, A —/N—2 00 T I BIHEDE NI E O D FRFETD
TS THESESN,
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13 v UN—BF
COATANE, V¥ 8= DRESTHEERLUTOET, Vv /8 —Fr v T HE Y
W ESTVBE Dy /=3 a—h T Vv /8 —Fr v THE NS>
TOVERWEEFITIE. Vv /8= H—7> 1 Td,

O W

Short Open

Q370M vPro

CMOS 7V 7V /78—

(CLRMOS1)
(p.1.No. 16 Z#)

CLRMOS1 Z{#i>C CMOS NDT—XZEZ7V 7 TEE T U7 LT T 74V
BV AT LISTA =2 =72ty b F 3I1CiE, AV Ea—2—DEFREZYD,
RN SBRI— R 2N TIZE W15 B> TS, Vv 8—Fr v/
Z{EH LT CLRMOSI DY 7% 5 s a—FER £, /272 L. BIOS 277
T TF—hRUTZEZIC, CMOS Z7V 7 LIV TLIZEW BIOS 77 77— MMk,
CMOS 7V 7§ 2RENH UL, RN AT LB L, Z 5 CMOS 7
U777y a BTSRRI LT E WY SAT — R A A I 2 —
P—DF 74V T T 74 )V, CMOS DFEUEID I LIS DF: 2
ENBTLICTHRLIEZN,CMOS 7V T LIE T, Vv 8—Fr v T &0
FIOHLTLIEEW,.

TN =25 2R T — KRG TS ICI3BIOS 777 5 >0 5 Clear Status

Q CMOS 221798, r—XDFDMAIENS CEDDDFE T LUgT D>+ —2
(RT—HXDJHE) | THEL TSIES 0,
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14 A ViR—FKDOAy A —EaRI A

A

FIR— RN K=, TR RG>+ 2N —Tld B DEE Ao CNENY X —ETR
DRIGZA 2/N—Fdr o TR TEE N N X =B L VAR HIE Y
SON—Fry TEHAE S E, =R — RIS PG S CEDBDET,

VAT LISV A — FBIFAA F i L,

(9 ¥~/ PANEL1) AAvF Uty kL, T

(p.1.No. 18 Z#) REDOEEID M TICiE-
T oY —YDVAT LA
T—RAFRRT VT2
DNy HE =ty UE
T =TI T e
T Ero+E—ic
LD TLIZEL,

PWRBIN GEFA 1Y F):

S —S A NIV DEPER A FA PR L TSIES 00 BIFR A FZfEHL T,
SRTLESTNCT BT EFETEET,

RESET(Y€2FR 1 F):

S =R NI DY)y FR A FACEE G L TLIEE 0 A2 —H =T
J—=XU7eD, 185 DFREE T TE R OHEICIE, Uty R 1w FafL T,
T —R—F AR F T,

PLED (Z X 7L #Ji LED) :

S — R NFIVDEYPIR T— KR A > —Z— ISR LTS T2 2R T
LB E, LED VAT LE T, S XTI 81/53 XV — T IRAED G EIC 4, LED
VLRI FE T, S RTADY $4 X —TYREFE Jeld FENiA 7 (85) D& EIC I,
LED (47T,

HDLED )V—FF54 7727 ¢E7¢ LED) :
Sy = NI DIN—FRZ 4772 71 €T LED IC#5 L T<IEE 0 /N —
RRZ 47 D7 — 2 gt RER D F 7213 2 E AR U, LED (34N D& T,

I NSRRIV T A N, S = do T2 B CE DB DFE T HilEl/ N F IV E
g =) FICE WA F Uty X1 F B LED. ) N—FF 217727
E'Fr LED, RE—— ED 5K NE T, >+ —> DR NFIVES 2 —)k
ECDNY X =TT T B EICIE, BIRDED 2 TE, B2 DED L THIELS
BELTOBCEZHDD TSN,

=AY =Ygy i V=TV ML—Vay
L AP —H— Ay A — DSUVMI\iIY | LI —VAE—H—%
(7 ¥/ SPK_CI1) . TONY Z—ITHER LT
(p.1.No. 17 ZHD) 11_[O]O]O L&V,
SIGN/iL |
GND
DUMMY
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2U7)V ATA3 AXRT R
(SATA3_0:
p.1.No. 8 i)
(SATA3_1:
p.1.No. 9 k)
(SATA3_2:
p.1.No. 12 ZR)
(SATA3_3:
p.1.No. 13 ZR)
(SATA3_4:
p.1.No. 15 ZR)
(SATA3_5:
p.1.No. 14 ZR)

=OI
[2
b
=]
=
[2
B
=]
NI.—|=<‘OI
B B
D =l I=l
vl.—.=m|
B B
N =l =l »

N5 6 DD SATA3 I+
75 —3, i 6.0 Gb/ 7
DT —HHLETEE TN
AR =V TN, AHD
SATA 7 —Rr—"7 )%
PR—FLET,

M2_2 MBI EN TV
Y13 SATA3_4 BXU

SATA3_5 [ZRNIC/2DE T,

USB 2.0 \w&—
(9 ¥'> USB3_4)
(p.1.No. 19 Z#)

(4 ¥ USB5)

ZOYP—R—RIciZ 2
DOy X =M EEN
TVET,

GND
;}Q . P+
(p.1.No. 20 /) oo
USB 3.1 Genl X — COP—R—RIclZ 2
(19 Ec‘./ USB3_5_6) \nlAiPhis‘S/:{‘:r ::t::::::z; DDON\Y ﬁ\_ zﬁ%{ﬁg
IntA_PA_SSRX+ GND
(pl\ No. 7 715!3.@) o GND IntA_PB_SSTX- /‘hflﬂi'ﬁ} ﬁ USB 3.1
\:IA:PA:SSTX; ;‘;AE;PB}STX* Genl ™\ &“‘_‘Ci\ 2 j@
(19 ¥ USB3_7.8) oo folotmare o K—hEYE—FTEE
(p.1.No. 11 ZI8) B ED
Ty SR IVA—T ¢ o TONy A=, 7ar
PRESENCE#
w2 — MIC_RET — SIVICA—
7 ’\c/ﬁ ‘ L. ?“ Tiﬂ“/ SIicA
(9 ¥~ HD_AUDIO1) T TAFTINA AT ki
(p.1.No. 23 Z[|) 1[efolololo Z12HDEDTT,
‘ [ Toura_t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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R

L N T T =g =T Ay o 2 T R— R L TOET D
IELSBEBET B728DIClE, >4 —>DINZ IV T AV — HDA % R—F LT3
CEDRETT, BIEO DX TLZRONIFZI1C13, 44DV =2 7 )EL T
S —2 DN =2 T VDI S TSTEE 0,

2. AC'97 T — T AINRIVEAEIH TS ENIC I RDX T2 77T, Fijlhs N7 A —

T AN H—ICRO 1 TSTEE L,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##ELE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IC, Audio_L (LIN) % OUT2_L Ic#Z# L F T,

C. 77—X (GND) % 7" —X (GND) Ic##LF T,

D. MIC_RET & OUT _RET (&, HD & —7"1 37N L EH TI, AC'97 4 —7 14
INFIVTIEENS 21485 T BRZUI B DFE o

E. 70> N1 B EENC T BICE, Realtek > N 1T—L7 N2 L D[ FrontMic) X
T, [ERE i |1 2L TS/E3 0,

Sr— | p——E 1321 CORYP—R—FiF.2DD 4
VT TrvART R VKT — T 7 aARy
(4 ¥ CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL REEHRLFT I DT v —

(p.1.No. 24

) CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE VUG —R—G—F—T 7T
N BT RHAIIE EY 131

L TlzEw,
(4 £ CHA_FAN2/WP) 1 GND
(p.1. No. 10 ) Mol e
4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU 77>aAXI% ZOXRYP—R—RiZ 4V
(4 ¥ CPU_FAN1) /oMo |ravspee_contro CpyU Ty (FiiE T 7 ) AR
(p.1.No.2 ZR®) ANEfFENTVET 3 Y
T2 D CPU 77> ki d 254
I B 13 ICHR L TR
T,
CPU/ T A —R— R TT COXP—R—RiF 4 LK
7’7? ES/E FAN,VOLTAGE,CZ:?%LS P:AEND,spEED,comROL il CPU 77y R
(4 ¥ CPU_FAN2/WP) fliENTVET,3 0D CPU
(p.1.No. 5 Z#) TR IKGEN T 70 ik s %0
I3 By 13 IcERi LT 72
T,
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ATX BIRIAR TR 24 CORYP—R—Rld 24
(24 ¥ ATXPWR1) ATX TR KT 2D i E
(p.1.No. 6 ZI®) NTVET,20 2D ATX

EHizHHT2ICB EV 1
LB IcHEbETHERLTL
e EE,

ATX 12V BRI AR TR 8 5 ZOXYP—R—RiFs ¥
(8 ¥ ATX12V1) NN ¥ ATX12V a3
(p.1.No. 1 B LU e psprancngs,

4 ¥ D ATX E Rz
A3 .Er1Es5ic
BbhETHRLTLIEE
U,

ZD COM1 Ny R —IF
V7 IVR—=REV2—)b
ER—FLET,

ST IVR— Ay S —
(9 ¥~ coM1)
(p.1.No. 22 Z)

RRI#1
RRTS#1
ND
TTXD1
DDCD#1

g%@

CCTS#1
DDSR#1
DDTR#1

RRXD1

TPM N\ 4 — e . e COAXRT RIS T ATV RT
(17 ¥ TPMS1) 87 SRIgEy Fw b T A —LEY2—)L (TPM)

VAT LY R— U T
ZOVEEHE ) SAT— R, F—4&

(p.1.No. 21 )

:

222838528 ARARIMETRILATER
"3 TLTPM VAT LG ER, 2w b
’ T—=oeFa VTR EGD.TY

ZOVEEAEZRE L, 7T b
TA— Lo AL E T,
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SRS T KA B Q370M vPro MR » 1K A AR B — DT 1% T Pk AT e A 1
PEREFTSERI M o EIRMAT & 1R B TR AN AN A T RIRS RS A s B ERE ©

Q T FEHHEF] BIOS EAFFIFEE R + AU + XIS AIZ ATRE A RERT 2L »
R FTEA] o HIRAAGFEMTIERL » EFTHITAAFR ATEEERAGE L
HANTT 2 FINHITEH] o HIRMETFEG U LI HTFER L F » 18115 T
PGS LLELE TREBT S5 8.« 5t BT LITE S S0 EHEIRAT VGA -+
CPU SZF551|5€ ° HEZPN5 http.//www.asrock.com °

1.1 8%E

o 1% Q370M vPro FHR (Micro ATX #IFE R <T)
o EEZ Q370M vPro A IE AT

o 1B Q370M vPro STHPVHE

o 2x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£0)

o 3x T4 (fHE M2 HEEEGER ) GE)

« 1x1/O iR
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1.2 Fit&

=

CPU

R

¥ 5EtE

Q370M vPro

Micro ATX #lUi& R <1
TR AR

S5 8 X Intel® Core™ bFHEE (L 1151)
SRR 95W Y CPU

Digi Power design

10 FEJFAH BT

¥ Intel® Turbo Boost 2.0 i A

Intel® Q370
<ZFF Intel” vPro™ Technology
SZ#F Intel® Active Management Technology 12.0

*{X Intel* Core™ vPro™ 2bHiIE %715 £F Intel® vPro™ Technology
[l Intel® Active Management Technology 12.0 ©

XZ5H5E DDR4 NERIA

4 x DDR4 DIMM 7

7+ DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » JELEMNTE
4 #F ECC UDIMM 775 (FE ECC fE=UHR(F)
TR RFNTFRAL R  64GB

7 £F Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM FEfE 15 10 < fi i

2 x PCI Express 3.0 x16 & (PCIE1/PCIE4: . - x16 (PCIE]) :
M - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* %% NVMe SSD HTEE Eh#%

2 x PCI Express 3.0 x1 1# (Flexible PCle)

S FF AMD Quad CrossFireX™ [ CrossFireX"™

1 x M.2 Socket (Key E) » SZFF25#Y 2230 WiFi/BT LA Intel®
CNVi ( 85 WiFi/BT)
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E#

LAN

.
*

*

A GPU I B4 S FF Intel* UHD Graphics B (14%
1 VGA Kttt ©
S FF Intel” UHD Graphics B AL : Intel® {35 R 2145 -
¥ AVC ~ MVC ($3D) 1 MPEG-2 Full HW Encodel * Intel®
InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD 7K ~ Intel® Insider™ »
Intel®* UHD Graphics
DirectX 12
HWA 45 / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {LAZH ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {Xfi#tH )
4 M EFE LT : D-Sub ~ DVI-D ~ HDMI f{] DisplayPort 1.2
YR =60
[ B2 S FF 4 3 e
I HDMI » 2 KOO HEZRA[ 3K 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
HF DVI-D > 60Hz I A H251E 1920x1200
ZF5F D-Sub » 60Hz R /#2515 1920x1200
<7 DisplayPort 1.2 » 60Hz B B A HHERIE 4K x 2K
(4096x2304)
B HDMI il (FREFAH) HDMI Rgs) ZFF Auto Lip
Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fl HBR ( =i/ Z8 E 41 )
i#id DVI-D » HDMI £l DisplayPort 1.2 ¥ 132 ff HDCP
BT HDMI #1 DisplayPort 1.2 3 F %45 37 £ 4K #85={H (UHD)
£

HENERITTIRERT 7.1 CH EHE S (Realtek ALC892 E 4l
YRS B )
FACE 7.1 CH EiE & » 35 2 A mE R s Al E i &

PIRENFL 1A 2 i E S DI RE ©

{5t Blu-ray 92 #F
SRR
ELNA L2

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® I219LM

15 Wake-On-LAN ( ®4_E i )
FFFFEH /ESD (47
TRFERERLLAR 802.3az

. % PXE



EER 10

=it

0o

Q370M vPro

« 1xPS/2 Bbriimd

o 1xPS/2 #AIHO

« 1xD-Sub Ui

« 1xDVI-D ¥

« 1xHDMI ¥

« 1x DisplayPort 1.2 i ]

o 1xUSB3.1Gen2 A AR (10 Gb/s) (S7EF ESD {#47)

o 1xUSB 3.1 Gen2 C EMBHIT (10 Gb/s) (3435 ESD {5:47)

« 4xUSB 3.1 Genl IilT ( 2§ ESD 1£4)

« 1xRJ-45LAN U1 » #7 LED (ACT/LINK LED #1 SPEED
LED)

o EE EIHETL - BRI / BT e 1 Z X

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s $2[1 » % #F RAID (RAID O~ RAID 1 »
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 15) *
NCQ ~ AHCI FlI#a *

“ AN M2_2 # 5 » SATA3_4 Fll SATA3_5 i ZEH -

o 1xjE% M2 0 (M2_1) » 3FF M Key 227
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express fk (5 Gen3 x4 (32
Gb/s)) **

o 1xjE% M2 0 (M2_2) » 3FF M Key 227
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fE5f[] M.2 PCI
Express f2Ht (%5 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

** 37 Intel® Optane™ AR
> I NVMe SSD R {EREh7k
o RHEE U2 B

« 1x COM B8k

« 1x TPM #f

o 1x HIFEE AR sr B2

« 1xCPU NGO (4 %)
* CPU KR #EO s 1A (12W) THZRE) CPU AU ©

« 1xCPU/ KFENREED (4%1) (CEHEXGEE PR
* CPU/ /KR RS HF IR &1 2A (24W) DIZRHIKE R ©

o 2x MLFE /KRBT (441)  (CEFREXUGHATIEH])
*HLAE 1 IKFE R SR B = 2A (24W) THZRRY7K i KU
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP I CHA_FAN2/WP 1] LLHZ]
Fa 3 £HRHIEY 4 SR XS R GTEBEA ©

o 1x24%F ATX HJREEC

o 1x8%T 12V HJFEEL

o 1 x HHEMR S A
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BIOS Lh&E
HR

R

BRIERG

NE

2x USB 2.0 #M (F£F 3 4> USB 2.0 Iii[ » = £F ESD {£477)
2x USB 3.1 Genl 2/l (SZFF 4 4~ USB 3.1 Genl ¥ » SFF
ESD {47)

AMI UEFI Legal BIOS * Z#§%1EF GUI

ACPI 6.0 A MREE S

SMBIOS 2.7 37 #f

CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA ~ VCCST HL[E&
EENE

IBFERI : CPU ~ CPU/ /K2R ~ LA / KR XU

KUFFSHETT : CPU ~ CPU/ K3 ~ HLFE / KRG

e Nm (IRYE cPU iR B B AEELFE XS ) : CPU »
CPU/ 7K3E ~ HLFE / KR

25 P EE 2251 - CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE 1 KE NS
CASE OPEN (HLFEFTH) #aill

FEEWEFE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~ PCH
1.0V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP 2£F (FFEZFF ErP/EuP HIHIR )



Q370M vPro

* B RIEHFmIEE o F RN TIPS ¢ http://www.asrock.com

A

AT RENEES A F—E M » E151A% BIOS IZE » [/ “HHEHEA”
BB =TI T A © EBHIRTHE 2 ANAEIR AT ELE - BN RIHTA L
TR EHHT  PHATE T LI EG E1 NP FIE C AR R o 2ol I T8
BARERATHT T TE

& & sh 3L
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1.3 BikigE

B R AT B2 R ERIB B AL Rt B - B2k “rEiR”

SEEHIA BV Sk - Bk OTRET -

W @

° AIRIX

Short Open
&k CMOS Bkt @E
(CLRMOS1)

- 2 BTk
(ILE1T F 16 1)

CLRMOS1 RVFZIER CMOS HfEHE - ZUEIRAIEE 25 5 BRI B aE

B BRI o MEIE_EIT IR o S 15 BJE 0 HABRERIEE
CLRMOS1 EEHIEGEE 5 7 o (B2 > iEZ)1EH T BIOS f5AZENERR CMOS °
WRIEFEFAENISERL BIOS BHTGERR CMOS » MW BEhR4: » H1ES<IT
JEEHUTIERR CMOS #(F < 1§THE » %509 ~ HIH ~ BRIFIA P BOABCE SO
HIEHEIT CMOS FLth 54 & & s « M0 H7EBRR cMOS JEEL FBkekig -

Q YRR CMOS » PLFEHTIF 2 et MZ] o 151 BIOS (AT “Clear Status™ (15

BRRE) IHBESEIREIT— TIAERANSATIE R



1.4 IREFERIFNE O

WREEMFIE O TEBZ © TEHBRANTRE X LELIAE L L o FFBkECIER
BB T AF XS FHCE IR NS

YR PLED: IR T A EHE M - R

PL|

(9 5+ PANELI) “PwseTe MU LRI 2 « &

(WZ 1700 18 1) T SRR AT AT i
: Q. HEEI M - TEFEBAY
AE T IE UEH -

HDLED-
HDLED+

PWRBTN( HEHF*) :
ERERIFERTIETIR EATHIRTFSE o BTa] LU B (IR TF S ST A SR T 2

RESET( EEHFX) :
EBEIHAERTER EATEETF  AIRITEYIEYL » T TIEH ERTEE) »
HEETT XEFTE TR -

PLED( F%HELED) :

FERERIFERTIETIR EATHIFIREIETAT ° FGEHEIEHEIFAT » I LED 5 © %4
LLTE S1/S3 FEHRAXZSHT + Mt LED [AMF o ZGELETE S4 BRI BCHPL (S5) BT »
Wt LED 48K »

HDLED( ###;&5) LED) :
ELEEIPLFERTIENR HIRERLIES) LED #5AT o MEALIETEEINEC S A SHERT + I
LED FZitt »

BT AR AT EI T TS © BTN I T ¢ ~ HETT
X~ HUF LED ~ AL S LED 157 /4T ~ PT3535 o b Aa AT ERIE A E I
AT » BRAEL T AL FITET B P IE R OTR

Q370M vPro

WAER AT 2R D?JFI:/IEI\::ER B ENFEE ARV FE
(7 % SPK_CI1) DUMMY A BRI E I -
(51705 217 4) o]

i [e][e][e)
SIGN/IKL |
GND

DUMMY
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ERAT ATA3 201
(SATA3_0:
WE1TT > He)
(SATA3_1:
WE1TT > o)
(SATA3_2:
WE1T H12)
(SATA3_3:
WE1T 513 1)
(SATA3_4:
WE1T 5 151)
(SATA3_5:
WE1T 514 )

I—1 [—1

SATA3_1 SATA3 0

[ —

SATA3_5 SATA3_3

SATA3 4 SATA3 2
[——1]
[—1 I——1

X7 SATA3 21304

B 6.0 Gb/s B &k
HASH A E R 1R Y

SATA ¥HfELL -

QIS M2_2 1 (5 > SATA3_4
F0 SATA3_5 K EEH -

USB 2.0 #f#
(9 %t USB3_4)
(LE 1T E191)

(4 %1 USB5) !
(LE 1T 20 1)

USB_PWR

BEEMT B 2 N -

USB 3.1 Genl $fi

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
( 19 %1‘ USB3_5_6) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
e ™ IntA_PA_SSRX+ GND
(U_IL.EFJ 1 ﬁ ? 5‘% 7 %) GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
(19 #1 USB3_7_8)
1

e o IntA_PA_D+ Dummy
(ME1T - FE 1)

MR A 2 W -
1> USB 3.1 Genl
AT LA RN o

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

AT & 5420
(9%t HD_AUDIO1)
(ME1T > E231)

ISR P T i
EEEEATE R ©




Q370M vPro

L [EE BTN » (HPLFE LHIEHEL LA §F HDA 7 REIE # LAF e
CQ IR (89 F AL T SO 5%

2. HIRLEER AC'97 EHTENR » A LL T A B B 2 T & e <
A. % Mic_IN (MIC) | MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) i%#%] OUT2_R + 1% Audio_L (LIN) 1###] OUT2_L °
C. 1##E1T (GND) (£ BEHT7 (GND)
D. MIC_RET ] OUT_RET H/f T8 EWEIR ° EEAFZEIN AC97 EFHIET
POELEENT
E. ZEHAIZ 7N » 155 7] Realtek FEFIEINT AT “FrontMic”  (FTZ M)
HTF - % “Recording Volume” (REE=H) -

HLFE 1 KR 4321 M HERFR BRI 4 £
| MmO o ANFEFT IS 3
(4%t CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL FHHFE KSR BT
(AT H2al)  voumes| EIEHI 143
GND
(4% CHA_FAN2/WP) 1 oo
(W& 1T H104) iﬂ%iﬁiﬁ”m“
4 FAN_SPEED_CONTROL
CPU MmO FAN_SPEED ML FR A 4 #F cPU MG (B
(451 CPU_FANL) o “ou " | sreeo controw 231 ) 52 o TSI T B
(ME1TT H21) 23 51 CPU A » 1IBHTIE
ree BRI 1-3 -
CPU/ KR oo vormms conLspeeo BRI 4 Ftokim MU 2
B0 | onn| |PANSPEEDCONTROL o g BRANST BEIVERE 3 4
(4 %t CPU_FAN2/WP) — CPU KB N » i EE
(1T Hs5F) PRI 1-3
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ATX HJR#EC
(24 1 ATXPWR1)
(LE1T > FHe )

IEEM R 24 51 ATX
FEURZT o ZEGEH] 20 1
ATX FLJE 1B 1
FIEHH 13 $EHE T -

ATX 12V HLJ§HE 8 o 5 UL ER M 8 £ ATX 12V
(8%t ATX12V1) mENN ERRBEC] o B 4 41
(LB 170 5 14) WL s - st 1

£ S R -

BB TS 2 - e COMI BRI RS
(94t com1) EEEF 8 SR ©

(BT HE221)

i

CCTs#1
DDSR#1
DDTR#1

RRXD1

TPM
(17 % TPMS1)
(MEL1T - HE21 1)

GND
+3VSB
ADO
3V
AD3

3% 3534

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

£ a

I H 137 FF Trusted Platform
Module ({FHEFHEHER »
TPM) 5% » A LA 2=
TR S IR ~ BRI
TPM 4t AT LU Bh o 28
LA (AP B ORI R

HTEssl: -



Q370M vPro

B {5 B s RE R

FARRER R THRAE B MG R PRI E L B SJ/T 11364-2006 THLF
(BT I R PEEHIT R ESR Y BFE BB AR R » #E LU B & 188
R ERNE FHE Y BT RN EBUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ W3 IR E AR o (K ESALE - SR A 52 ERI R AR
FELE—Z R o B—HR 28T R S 2 MR E AR - Bk AtE R
PR IAR S 10 4 -

10

AFSAEYRATENBHRR SRR

AR T BRI SR R A BV BT R AR R R - E SR A%
Rt o

LR BEVTEOTHE

Bt (Pb) #8 (Cd)| 7K (Hg)| 7<MEE (Cr(VI)) B IRBE (PBB) &% IR ik (PBDE
FIT LR AR
mapan | - | 9 © © © ©
INEE B
gapes | X | O | © © © ©

O: ZoRZH B A EYIFAEZAEFTE S R & BT SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZORLIT -

X: R A A EVNE DGR T i & BB 1 S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK » SRZE AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L SR 2 R E R - RIEE—RIEE EAPRILT o
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1 &7

SRR R Q370M vPro TR » AR T RS HE B AL
BN (GHARI P SERE MG o ANEE R RN AR AT BRI RO B B ANRE - e 2T G2
mE i F LA 7GE

0
mR
%s:ﬁ
=5
ﬁm
Sfot

Q HR RS R BIOS BLREFTRE BT ERT » FTUUEX (FABHIERE » 28175
TTABA] ° YA FFEFERL » 7] EZEZAGET TG EATIRE » 1A INEH] -
H T BB LR IARFHT NI 17 » 7 L e (PR IS I B A (P2
HEEE o 5t AT LIZETE BRI EIRRTAY VGA £ CPU ZHBAHE -
FEHEL http://www.asrock.com.

1.1 BRERE

o FEB Q370M vPro EHEIT (Micro ATX RT)
o HEEE Q370M vPro Pl A SE RS

o HEEL Q370M vPro SIEHE

o 2xSerial ATA (SATA) ERHEM ()

o 3xUEEE CEAMN M2 HEE) GER)

o 1x1/O MfRINE
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1.2 /%

T8

CPU

ECiSEe

IRFihiE

Q370M vPro

Micro ATX R~T

[ RE AR

R 81X Intel® Core™ JEFE AT (Socket 1151)
SCHRBR R 95W CPU

Digi Power design

10 FEVFARNIER

4% Intel® Turbo Boost 2.0 %7l

Intel® Q370
1% Intel® vPro™ H7 i
I Intel” FEVEBEEIN 12.0

* Intel® vPro™ $31lf Kz Intel® -E BB HEL T 12.0 £37 1% Intel®
Core™ vPro™ FEFH R A5

#5858 DDR4 20 BB HL 1T

4 x DDR4 DIMM {if#

<7 1% DDRA4 2666/2400/2133 3 ECC ~ M4 (a0 &
$% ECC UDIMM LIS REREAH (R IF ECC BT EF )
RARAIRELIEHEZ & © 64GB

4% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 u 58 S

2 x PCI Express 3.0 x16 fdifl§ (PCIE1/PCIE4 : ® x16 (PCIEL) ;
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* 4% NVMe SSD 1F B Ba T

2 x PCI Express 3.0 x1 ffif (Flexible PCle)

8 AMD Quad CrossFireX™ J CrossFireX ™

1 x M.2 #fif5 (Key E) » 3248 Type 2230 WiFi/BT 154 B Intel®
CNVi (& WiFi/BT)
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BRF

I
g

LAN

ER#E A GPU YRR A AT ¥4% Intel* UHD Graphics Built-
in Visuals [z VGA it} °

7#% Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : {1 AVC ~ MVC
(S3D) Kz MPEG-2 Full HW Encodel HJ Intel® /=555 (5[]
T BT ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology
Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

DirectX 12

HWA #hiE / fi#H5 : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 {i1JT ~ HEVC/
H.265 10 {7 ~ VP8, VP9 8 fif JT. ~ VP9 10 {ii7T ( &R ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {fi#HE )

Pllﬂﬁllﬁ/ﬁﬁ*tﬁ IE D-Sub ~DVI-D ~HDMI . DisplayPort 1.2

* %Elﬁlﬁfri% 3 ’af’eﬁﬁ%%

YRR B TE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fEHTEEH) HDMI
TR FIE 1920x1200 @ 60Hz fEATE) DVI-D

B 19 S 4% 1920x1200 @ 60Hz fi#HfT & D-Sub

B2 HR 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fiZ#7 FEAY DisplayPort
12

SR HDMIE#R (FAHZAN HDMI B 88 ) #Y Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC F HBR (E{ITTAH
)

Y% & DVI-D ~ HDMI & DisplayPort 1.2 SR HDCP
7 $E{# Fl HDMI F% DisplayPort 1.2 3 #HE(T 4K Ultra HD
(UHD) #& /i

7.1 CHHD Hill & NZ## (Realtek ALC892 F GRS )
Ij]-L\b

* FBEERSE 7.1 CH HD Fll » LA HD A ISR - 3
EWE AN EREN AR TR & B E E AR -

P EE e A 8
TR
ELNA ZFERER

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® I219LM
SCIRAB A

IRER HERE

7% Energy Efficient Ethernet 802.3az
4% PXE



#&EtR /0

HERE

Q370M vPro

o 1xPS/2 ¥ B EEHR

o 1xPS/2 EfEHEEHR

o 1x D-Sub ;#EEEH

« 1xDVI-D Ef#H

« 1 x HDMI G##E

« 1x DisplayPort 1.2 i#FER

« 1xUSB 3.1 Gen2 A JERLEEEE (10 Gb/s) (SIEFFE(R#E)

« 1xUSB 3.1 Gen2 C JEMUEEEE (10 Gb/s) (SCIEsRE1va#)

« 4xUSB3.1 Genl ;B (IFEFEIRHE)

« 1xRJ-45 LAN E$25 » & LED (ACT/LINK LED J, SPEED
LED)

o HD EHUETL ¢ MBS HIEMIV, /2850

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s £25H77 4% RAID (RAID 0 > RAID 1 ~ RAID
5~ RAID 10 ~ Intel HEEFRAT 15) ~ NCQ ~ AHCI K 2
/G

*FEMGH M2_2 0 &R SATA3_4 [ SATA3_5 °

o 1xUltra M2 fifE (M2_1) » 3% M Key &I
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express f54H (52 A3 Gen3
x4 (32 Gb/s)) FHAU **

o 1xUltra M2 fifE (M2_2) > 3% M Key &I
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s & E M.2 PCI
Express 154 (%15 A3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHHY

** 1% Intel® Optane™ $fiif
78 NVMe SSD {F s B BEAARSE
> TR U2 B

« 1x COM ;R RSt

« 1xTPM fiFﬁJr

o 1x BREEPTEEEET

« 1xCPU HF% 208 (4-pin)
* CPU Jil R 2 BH S i & 1A (12W) JARDIZER) CPU R °

« 1xCPU /KB EREE (4-pin) (2R sl 1))
* CPU /7Ki% BLF UG 28 S B e ) 2A (24W) JEUR DZR 197K
e

o 2 x BRI BT R E (4-pin) (EREEA | frd A )
*FAR K BT U BEE SRR B R 2A (24 W) JEUR DI ZRA K 1
I

* 02K 3-pin BX 4-pin AR A > 7] EEH{EH] CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP f[] CHA_FAN2/WP °
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BIOS IDEE

1x 24 pin ATX B E5H

1x 8 pin 12V B {FHEHE

1 x Hil AR & A BEEE

2 x USB 2.0 HEST (4% 3 [ USB 2.0 BEHR ) (IREFEILE)
2x USB 3.1 Genl HE#t (324 4 {f USB 3.1 Genl JHEHR) (3
R ERE)

AMI UEFI Legal BIOS &% & GUI %1%

ACPI 6.0 FF& IR B BIFHE

%1% SMBIOS 2.7

CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA ~ VCCST E &
% EHIRNE

IR REIE : CPU ~ CPU /KIS ENH ~ B85 /Kis ElH RS
R RHELHRT © CPU ~ CPU /7KISER ~ #5 7Kis BEH RS
FRE AR (R CPU IRLEE B 8 ik Mm% )+ CPU ~
CPU /K E ~ Bk 7K B RS

B2 EEREEH] © CPU ~ CPU /KIS EIE ~ 3R KB
T

PR BRI

FEFRELFE ¢ +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~ PCH
1.0V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP Ready (7 EL{fi ErP/EuP ready BEJR{LIERR)



Q370M vPro
* QI EE A » 75 EEAPI#5%5 © httpy/www.asrock.com

A BT » TR SRR RN RN - Hpr T BIOS HIEE ~ 1F
I RIS 1 1 A T L - TR B BT e R 1
BTG ETRTIEB B ST - (fEE 17 E/SEHEmEE R -
oIS PSP T B B o

1220

R

147



148

1.3 BIRERTE

&l IR E R /T 20 o B BRI L - BBk THERE ) - B
ARERIEEAESTI L - BBk THIRL -

W @

Short Open
&P CMOS B
(CLRMOSI1)
G EERE L
16) 2-pin Bk

TZFT I CLRMOSI {i5F% CMOS FIE L » 35 208 I R BRI 2 HUR THRY
FROE 0 AR RPN RN o BT IR B RO IR © ESF R 15 1R - A
{56 FH Bk AERE CLRMOS1 Y pin FERERY 575 o ANth » 35N EEAEHHT BIOS 12
SLEMERR CMOS o & £ H#T BIOS £ ZHINERR CMOS » HILLZH e ERTRL
B - AARPGEITIRTR CMOS B ERIBER - 5L - HATERU cMos &
T A S RS ~ FT ~ IR S (o P 3 PERRGROEAE - RRZERC » BLTEERR
CMOS R HUT B

Q HUEDR CMOS » FIGE & (RHAIFIRGARL - 77705 BIOS 258 [EIRINES »
BHR IR PR B REA TR



1.4 IREBFET R IZEE

WREHP R TREIR © 75 FFBARITETES Lt E REETAL - HBkiRIE
BTG R L » &K LRI OR AR Z 1R -

SRR E RS
(9-pin PANEL1)
(FEZRIE 1 E > te9518)

AR LL T B S IEES |
TR EROBEIRRARE -
AR B A HARE S
TR B LR o 1
SHEHEHR AR IE
SR -

Q PHRBIN ( & R B ) -

ERE R ATE LA AN < AT 2E (] AR AR A AT AR 772 @

RESET (ZxFH )
BRI AT LA B o 2B e A X TIE BT » KT
HRFFAETA EFTRB N -

PLED ( %37 % LED) :

BRI FHI IR REIS TS © FATIETEEIFRF » Ik LED @75t © %
A S1/83 [EHRALRERF + LED BB o FHEA S4 HERRAKRERCHTE (S5)
[ » LED E480

HDLED ( A g%+ LED) :
BRI HIRERETB) LED ° BEREIE TF78N L FE A G ¥ » LED B2
/ﬁ °

& BRI AT & F 1A ° BRI L 258 AR ~ ERGAR ~ B
i LED ~ {5 8) LED ~ W0 R EAHZEE L o #FEe T IR IR E R L A
BHIF » FETEE MR Rt IR E IEREATT ©

TR HEE SPEAKER PR ERESHE R R I
(7-pin SPK_CI1) DUMI\iIY | gt -
E , gEEE +5V
(FEZME 15 > 9k 17) B0
1 : |
SIGNAL
GND
DUMMY

Q370M vPro
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Serial ATA3 3208 [ ° 875 SATA3 HETHE S %
(SATA3_0: [ = PSR EETFAS Y SATA Bk}
WEME L E - s Sl & s BEATE 60 Gbls E
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Q370M vPro

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket 1151)
Mendukung CPU hingga 95W

Desain Digi Power

Desain 10 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
Mendukung Intel® vPro

T™

Technology
Mendukung Intel® Active Management Technology 12.0

* Intel® vPro™ Technology, dan Intel® Active Management

Technology 12.0 dapat didukung hanya dengan kelompok prosesor

Intel® Core™ vPro™

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4:satu pada x16 (PCIE1);
dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Mendukung NVMe SSD sebagai disk boot

2 x slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)
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Grafis

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya Decode),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Empat pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, HDMI dan
DisplayPort 1.2

Mendukung Tiga Monitor

* Mendukung hingga 3 tampilan secara bersamaan

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

Mendukung HDCP dengan port DVI-D, HDMI dan DisplayPort
1.2

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
dan DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892
Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps



LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Q370M vPro

¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Giga PHY Intel® I219LM

¢ Mendukung Wake-On-LAN

¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

¢ Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
¢ Mendukung PXE

e 1x Port Mouse PS/2

¢ 1x Port Keyboard PS/2

¢ 1 x Port D-Sub

e 1xPort DVI-D

e 1xPort HDMI

¢ 1 x DisplayPort 1.2

¢ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

¢ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

e 4 x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

¢ 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

¢ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

* 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15), NCQ,
AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan, maka SATA3_4 dan SATA3_5 akan
dinonaktifkan.

¢ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis
2230/2242/2260/2280 M.2 modul PCI Express hingga Gen3 x4 (32
Gb/s)**

¢ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel” Optane™
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2
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Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

156

¢ 1x Header Port COM
¢ 1x Header TPM
¢ 1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
e 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP dan CHA_FAN2/WP dapat
mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 2 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 4 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

¢ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

¢ Dukungan SMBIOS 2.7

¢ Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCSA, dan VCCST

¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis ber-
dasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

¢ Deteksi CASE OPEN

¢ Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, PCH
1,0V



0s

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi e FCC,CE

e Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komp dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.

Q370M vPro
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : Q370M vPro
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature : E‘ﬂ““"

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
Q370M vPro / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 27,2018
(Date)

P/N: 15G062114000AK V1.0
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